
「e計畫效益評估」
研究報告

目　　錄

1第一節　計畫背景與目標


1一、前言


2二、E計畫之計劃構想和願景


3第二節　發展沿革與典範


3一、協同設計的沿革和相關觀念


7二、主要的研發模式


12三、協同設計的模式


17第三節　計畫體系個案


17一、功能與價值分析架構


20二、計畫綜合描述


81第四節　計畫綜合分析


81一、營運模式分析


82二、績效評估（KPI）


85三、結論和建議


85第五節　參考文獻




圖表目錄

2【圖1-1-1】ABCDE之計劃範圍


3【圖2-1-1】循序式的產品設計與開發流程


4【圖2-1-1】產品生命週期相關資訊


5【圖2-1-2】產品生命週期相關資訊


6【圖2-1-3】協同設計概念圖


10【圖2-2-1】OEM合作模式概念圖


10【圖2-2-2】ODM–1合作模式概念圖


11【圖2-2-3】ODM–2合作模式概念圖


12【圖2-2-4】CDM合作模式概念圖


13【圖2-3-1】Online design collaboration概念示意圖


14【圖2-3-2】Transactional Sourcing示意圖（資料來源http://www.i2.com/）


15【圖2-3-3】Collaborative Sourcing示意圖（資料來源http://www.i2.com/）


22【圖3-2-1】瑞軒科技體系架構圖


23【圖3-2-2】瑞軒科技EPS變化圖


24【圖3-2-3】瑞軒科技負債比率分析


24【圖3-2-4】瑞軒科技流動比率分析


26【圖3-2-5】瑞軒科技現行電子化作業模式圖（As-Is Model）


27【圖3-2-6】瑞軒科技協同作業示意圖（To-Be Model）


28【圖3-2-7】瑞軒科技電子化導入範疇與做法示意圖


28【圖3-2-8】瑞軒科技電子化系統架構示意圖


29【圖3-2-9】瑞軒科技OEM Interactive Model


30【圖3-2-10】瑞軒科技CDM Interactive Model


35【圖3-2-11】建準與其策略夥伴研發設計協同作業體系流程運作現況
（As-Is Model）


36【圖3-2-12】建準與其策略夥伴間以資訊系統輔助之整合性散熱解決方案
（To-Be Model）


37【圖3-2-13】建準的協同設計Business Model


44【圖3-2-14】大眾電腦的協同設計Business Model


50【圖3-2-15】大同之As Is Model


51【圖3-2-16】大同之To Be Model


51【圖3-2-17】大同之OEM Model


52【圖3-2-18】大同之CDM Model


59【圖3-2-19】惠普之As-Is Model


60【圖3-2-20】惠普之To-Be Model


61【圖3-2-21】惠普之Design Collaboration Functional Overview


62【圖3-2-22】惠普之CDM Business Model


63【圖3-2-23】惠普之OEM Business Model


63【圖3-2-24】惠普之ODM1 Business Model


64【圖3-2-25】惠普之ODM2 Business Model


71【圖3-2-26】華通現行協同工程現況


73【圖3-2-27】華通CPU Substrate營運模式


74【圖3-2-28】華通CPU Substrate新營運模式


75【圖3-2-29】華通電子化專案導入作法


75【圖3-2-30】華通電子系統架構圖




 TOC \h \z \t "表說" \c 

17【表3-1-1】E計畫之功能分析架構


19【表3-1-2】E計畫之價值分析架構


21【表3-2-1】瑞軒科技88-90年營運概況表
單位：新台幣仟元／人


23【表3-2-2】瑞軒科技CRT/LCD產品市場佔有率
單位：仟元


30【表3-2-3】瑞軒科技E計畫中參與協同設計的夥伴


31【表3-2-4】瑞軒科技E計畫關鍵績效指標


31【表3-2-5】瑞軒科技E計畫導入的功能項目


32【表3-2-6】瑞軒科技E計畫所獲得的價值


33【表3-2-7】建準主要產品銷售地區


34【表3-2-8】建準重要財務指標


34【表3-2-9】建準歷年投入研發經費佔營收比率


38【表3-2-10】建準E計畫中參與協同設計的夥伴


38【表3-2-11】建準E計畫整體量化效益


39【表3-2-12】建準E計畫關鍵績效指標


39【表3-2-13】建準E計畫導入的功能項目


40【表3-2-14】建準E計畫所獲得的價值


41【表3-2-15】大眾電腦87-89年的營運狀況


42【表3-2-16】大眾電腦電子設計作業瓶頸


42【表3-2-17】大眾電腦機構設計及系統整合作業瓶頸


43【表3-2-18】大眾電腦產品驗證及物料管理作業瓶頸


45【表3-2-19】大眾電腦process model的改變


45【表3-2-20】大眾電腦E計畫中參與協同設計的夥伴


45【表3-2-21】大眾電腦E計畫非量化效益


46【表3-2-22】大眾電腦E計畫整體量化效益


46【表3-2-23】大眾電腦E計畫關鍵績效指標


47【表3-2-24】大眾電腦E計畫導入的功能項目


48【表3-2-25】大眾電腦E計畫所獲得的價值


49【表3-2-26】大同之市場狀況


49【表3-2-27】大同之財務狀況


53【表3-2-28】大同E計畫中參與協同設計的夥伴


53【表3-2-29】大同E計畫量化效益–IA64


53【表3-2-30】大同E計畫整體量化效益–Mira


54【表3-2-31】大同E計畫整體關鍵績效指標


54【表3-2-32】大同E計畫個別計劃之關鍵績效指標


55【表3-2-33】大同E計畫導入的功能項目


56【表3-2-34】大同E計畫所獲得的價值


66【表3-2-35】惠普科技E計畫之整體量化效益


66【表3-2-36】惠普科技E計畫之關鍵績效指標


66【表3-2-37】惠普科技E計畫導入的功能項目


67【3-2-38】惠普科技E計畫所獲得的價值


68【表3-2-39】華通電腦（股）公司基本資料
單位：新臺幣仟元


69【表3-2-40】華通電腦各類產品線營收比重與主要客戶


69【表3-2-41】華通電腦最近五年財務報表之一


70【表3-2-42】華通電腦最近五年財務報表之一


77【表3-2-43】華通電子E計畫中參與協同設計的夥伴


78【表3-2-44】華通電子E計畫預期效益評估


78【表3-2-45】華通電子E計畫對供應商的預期效益評估


79【表3-2-46】華通電子E計畫對客戶及協同廠商的預期效益評估


79【表3-2-47】華通電子E計畫關鍵績效指標


80【表3-2-48】華通電子E計畫導入的功能項目


80【表3-2-49】華通電子E計畫所獲得的價值


82【表4-1-2】系統功能綜合分析之二


83【表4-2-1】KPI綜合分析之一


83【表4-2-1】KPI綜合分析之二




第五章　E計畫
第一節　計畫背景與目標
一、前言
由於台灣產業結構調整過程已由農業轉型為製造業及服務業，與先進國家經濟發展的路徑一致。製造業一直是我國經濟發展的領導部門，雖然在近幾年來隨著國內經濟環境的改變，造成產業結構快速調整，製造業產值佔總產值的比例由1988年的44.8%持續下降至2000年的32.4%，但仍占國內生產毛額約26%的比重。而我國製造業多數產業之上中下游體系完整，在全球的分工體系中均有明確的角色。雖然由先進國家的經驗得知，當國家經濟發展到相當程度時，製造業的比重會下降，同時人才逐漸往服務業擴散。但是服務業常倚賴卓越的研發與設計之能力，並且需要利用完善的資訊科技，才能儲備生存所需的競爭能力
。因此經濟部為了推動產業電子化並建構全球運籌網路，推動ABCDE計劃，希望建議產業電子化的標竿體系。

AB計劃以推動資訊業電子化為主，主要希望建立資訊業企業間產品供應鏈電子化（B To B e-Commerce）作業能力，以提升我國資訊業競爭力。A計畫是由在台年採購金額達15億美元以上的國際資訊產品採購商，結合國內資訊業之重要廠商、電子化服務業者組成供應體系所提出；以一九九九年的情況，全球前四大品牌採購商IBM、Compaq、HP及Dell符合條件。B計畫是由年營業額達新台幣100億元之國內資訊產品或關鍵零組件之供應鏈主導廠商，結合國內資訊產品零組件供應商組成供應體系所提出；據估計國內約有二十家廠商進入基本門檻。AB計劃希望達成下列目標：(1)促成國際大廠擴大對台採購，每年至少促成180億美元的IT產品訂單；(2)輔導1800家中小企業加入電子化供應鏈體系，提高中小企業國際接單競爭力；(3)電子化環境整備程度，由全球第27名提升至16名；(4)刺激民間投入推動金、物流電子化，預估兩年內將新增至少14億元以上之民間投資
。

CDE計劃為一個涵蓋資訊電子、半導體、金流、物流產業及國內主要軟體供應商的大型計畫，主要以建構一個高附加價值的資訊業與半導體產業全球運籌中心的示範性體系。這項計畫結合資訊產業領導地位廠商，預估投入總計畫兩年經費高達十六億元以上，刺激民間投入資金至少十億元，將在兩年後建構一個具示範性及帶動產業發展之高附加價值全球運籌中心，提昇我國資訊產業在亞太地區的領導地位及競爭力，展現我國資訊應用力
。CDE計劃希望達成下列目標：(1)帶動政府與民間資金投入至少20億元；(2)建構多元金融商品、多行融資機制與多國金流運作等三種創新金流電子化服務模式。其中，在融資上，預估每年將增加融資金額超過300億元；(3)建立國外買主、國內中心廠、供應商與物流服務業互相串連的物流電子化環境；(4)縮短產品設計週期，提升企業跨國跨時區之研發設計能力
。

ABCDE計劃的範圍如【圖1-1-1】。
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【圖1-1-1】ABCDE之計劃範圍
二、E計畫之計劃構想和願景

產業電子化CDE計畫，共有25家廠商直接參與，預計帶動資訊、金融、物流、航運、通關及軟體業者，至少3,000餘家次廠商投入電子化作業，共同實現台灣成為高附加價值全球運籌e化中心。

E計劃主要希望能藉由電子化設計與電子化協同運作，促成企業知識、經驗及設計元件資訊的交流，讓業者能與國外買主、上下游廠商及國內外研發機構同步進行產品的研發與協同設計，提升研發設計能力。預期達成創造金留台灣有利條件、建構亞太運籌中心及縮短研發設計時間之目標。

E計劃的重點在於改變供應商、製造商、品牌商之間的合作關係，從以前較為鬆散的技術合作關係，從OEM的合作模式變為ODM的合作方式，可以提昇台灣廠商的設計能力，同時上下游之間的關係從單次交易的 “Arm-Length” 關係，朝向更為緊密的長期作關係，可以提昇台灣產業的交易規模。

以台灣製造商與品牌商之間的關係，可以透過提早參與（Early Involvement）的方式，將與品牌商的合作關係從製造階段提前到產品設計階段，可以使得台灣的製造商化被動為主動，將自己的設計或規格一起納入產品的設計中（Design-in or Speci-in），在雙方特用性投資提高且增加相互承諾的情況下，不僅提高品牌商下單給台灣廠商的機會、可以透過技術的轉移，提昇台灣廠商的技術能力、也可以在設計或規格中規範原物料或零件的規格與來源，可以同時帶動二階供應商的交易規模與技術能力。而台灣製造商與供應商的關係中，製造商則可以以協同設計的方式，與供應商於設計階段即開始合作，加速雙方之通協調的時間與效率，可以縮短產品的研發週期，以快速的設計出符合品牌商所需要的產品零組件或產品規格，這種緊密的合作方式，可以在面對品牌商對產品或設計有問題的狀況時，製造商與供應商的合作，能快速提出解決方式，提高反應時間，最終能增加台灣廠商的爭取更多訂單的機會。

第二節　發展沿革與典範

一、協同設計的沿革和相關觀念

產品設計與開發流程包含問題分析與概念構思、初步設計、功能與使用性分析、細部設計、雛型製作、使用者測試與回饋、細部修改、製程規劃等，目的就是要讓符合使用者需求的產品以最快最好的方式進入量產階段，以便進入市場。傳統上，產品設計與開發流程為循序式，如【圖2-1-1】所示，不同階段由不同單位及專業的工程師、設計師負責，著重功能需求的滿足，往往忽略了與下游階段如製程、使用、維修等的配合。另
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【圖2-1-1】循序式的產品設計與開發流程

外，整個過程需要不斷反覆的修正、檢討與改進，涉及大量的資訊交流與溝通，往往因為各單位部門以各自的專業知識作判斷或溝通協調不良，導致設計與開發過程曠日費時，造成投入成本的提高、設計品質低落、互相推諉責任、無法有效地進行生產與組裝等現象，浪費企業資源與人力，使產品無法快速及有效的符合市場需求，競爭力降低。

（一）Concurrent Engineering

1980年代末期興起了「同步工程」（concurrent engineering）的概念，結合價值鏈上不同單位，包含顧客、設計、生產、品管、維修工程師、財務、行銷、衛星廠商、通路與資源回收業者，組成多功能評估團隊，使設計師及工程師在研發初期對產品生命週期中所有重要的因素，如品質、成本、生產流程、包裝運送、維修及顧客需求等進行完整的規劃，主要目的在於提高品質、降低成本、縮短研發時程、提高顧客滿意度。換句話說，同步工程的基本概念主張將每一位受產品設計影響的人儘可能地在產品設計初期就開始共同參與整個產品開發的過程，使得設計團隊在設計初期便對未來可能遇到的問題加以考慮並有效解決，因此設計出的產品較能符合產品上市各階段工程的要求，減少了後期設計變更的次數，可因此縮短研發時程並降低資源的浪費。

（二）PDM

PDM（Product Data Management，產品資料管理），主要掌管產品生命週期內所有相關的資訊，包括：產品設計圖檔、設計文件、設計BOM表、製造排程、工程設計分析、設計工具、設計規格、設計規範、流程管理、專案管理、文件管理與分類等各式資料，這些資訊與產品生命週期的關係如【圖2-2-1】所示。
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【圖2-1-1】產品生命週期相關資訊

PDM從1985年代開始發展，最初主要的功能在於檔案的管理，1990年代開始，加入了設計變更與型態處理，1995年代，加入了程序分析，2000年代開始，才包括管理產品生命週期的所有相關資訊。

由於產品生命週期很長，期間包括的資料來自不同的系統、其資料格式互異、資料變動的頻率過於頻繁，使得文件的追溯與版本控制非常困難等等因素，因此需要透過PDM系統，來協助產品發展工程師以及其它相關人員管理產品資料與產品開發。一般而言，PDM系統輔助產品發展工程師追蹤在設計、製造、銷售、售後服務與維修過程之中所需要的大量產品資訊，其功能包括：(1)資料安全管制；(2)文件管理；(3)工作流程與程序管理；(4)產品結構與型態管理；(5)零組件與組態資料管理；(6)產品發展專案排程管理；(7)工程變更管理等
。
目前PDM的發展朝向協同式的PDM系統（CPDM，Collaborative Product Definition Management）發展，不僅進行企業內部的型態管理、文件管理，與資料管理，主要將跨組織的產品生命週期內相關的資訊接納入管理，如【圖2-1-2】所示，PDM與供應鏈的整合將超越現有PDM的基礎。未來PDM系統將會透過網際網路進行文件分享、文件連結、文件閱讀、整合性資料存取，以及資料擷取等資料交換與分享。
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【圖2-1-2】產品生命週期相關資訊
（三）Collaborative Engineering

近年來，由於資訊科技與網際網路的快速發展，降低企業與企業之間的溝通協調與合作成本，因此許多企業開始與策略夥伴、供應商及顧客進行分散式的產品協同開發與設計，希望藉由供應鏈夥伴之間的分工合作，以虛擬企業的的概念形成「跨組織協同設計」（inter-organizational collaborative engineering）模式，整合企業彼此的知識、資源和技術，以反應市場變化及符合顧客需求為主，並讓顧客能夠有效掌握產品的設計過程，更能提升顧客的策略應用，加速產品上市的速度，以提升整體供應鏈的競爭力。以台灣為例，許多資訊廠商的商業模式已經從OEM（Original Equipment Manufacturing；原廠授權委託製造）轉變成為ODM（Original Design Manufacturing；原廠授權委託設計製造），建立與國外資訊大廠和國內零件供應商之間的即時協同設計架構，似乎已經刻不容緩，如【圖2-1-3】所示。
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【圖2-1-3】協同設計概念圖

基本上，跨組織的協同設計具有以下特性：
(1)
配合顧客需求為主。產品研發的過程以滿足顧客需求及反映市場變化為核心，動態結合產品開發與設計相關活動與資源，進行產品開發與設計。此外，產品設計過程還須配合生產製造、品質、維修及顧客服務等要求，以強化產品的可生產性、可依賴性及可變化性。

(2)
專業分工與良好的溝通協調。協同設計涉及跨組織、甚至是跨產業之間的溝通協調與專業分工，必須配合完善的跨組織作業、管理和監督機制，才能避免彼此之間的利益衝突與失調。

(3)
整合性的產品設計程序。跨組織協同設計最主要的目的就是在於，整合不同企業之間的技術、資源與能力，跨越時間與空間概念的合作，如同虛擬組織一般，建立跨組織之間的價值網絡，達到綜效。

(4)
以資訊科技為基礎。藉由資訊科技的快速與準確性，企業之間可以24小時跨區域的進行線上協同修訂與討論、設計圖像交換、設計版本控制、問題追蹤與檢討、產品資訊即時分享等作業，同時有效取得和分享與顧客、市場、生產、品管等相關資訊，降低設計的錯誤與修改次數，縮短產品設計週期。以產品資料管理系統（product data management; PDM）為例，他能將組織內外與產品、產品開發流程與作業相關的資訊進行有館的管理、控制與運用，使正確格式之資訊，在正確之時間，送達正確地點之相關人員。另外，跨組織作業、管理和監督機制也有賴於資訊應用系統環境的建構。

(5)
互信的夥伴關係。信任乃是跨組織合作的基礎，唯有供應鏈各企業之間彼此誠信以待，才能建立長久的夥伴關係，形成知識共享的價值網絡，強化協同設計的基礎與整體供應鏈的競爭力。

產品協同設計乃是供應鏈夥伴之間進行協同商務（collaborative commerce）中非常重要的一環。通常在導入產品協同設計之初，企業應該先了解之5W1H的概念，也就是何謂協同設計（what）、為何需要協同設計（why）、何時需要協同設計（when）、誰該負責協同設計的建立與管理（who）、從何開始進行協同設計（where）、以及如何執行協同設計（how）等問題，並成立規劃小組，納入組織不同部門的主管及相關人員，包含研發、行銷、業務、採購、製造等，配合企業的價值鏈定位與策略方向，並考量企業之間的長期和短期共同利益，提出評估報告與指導方案，以便作為後續組織流程改造及協同設計模式建立時的重要依據與參考。

二、主要的研發模式

在製造產業中，商業模式（Business Model）主要可以分為OEM（Original Equipment Manufacturing）、OBM（Own Brand Manufactures），與ODM（Own/Original Design Manufacturing）等三種。但若以供應商、製造商，與品牌商之間的研發合作關係而論，則主要以OEM與ODM為主。我們會先說明這三種主要的商業模式，再針對上下游關係的研發合作關係模式進行說明。
（一）OEM

OEM為「原廠授權委託製造」，亦即OEM廠商接受品牌商的訂單，根據品牌商所制定的規格與數量，進行製造生產的工作，僅專注於產品製造階段。OEM廠商所製造的產品類型則依照OEM買主的需求有所不同，可能為半成品或是最終產品。因此對於OEM廠商而言，主要的價值活動是系統整合、製造設計、採購及製造，待產品製造完成後，通知下訂單的OEM買主前來驗收取貨。

OEM廠商因為僅專注於製造活動，因此對於市場需求的了解是間接由品牌商處得知，而且OEM廠商利潤來源受制於品牌商，當買主大量抽單時，將使的OEM廠商陷入危機，因此，OEM廠商對於訂單數量龐大的OEM買主之議價能力薄弱。但若是OEM廠商能收集足夠的訂單，在大量生產的情形下，可形成規模經濟，降低製造成本。由此可知，OEM廠商非常倚賴品牌商買主，不僅僅是訂單來源，還包括技術來源，因為OEM廠商必須遵照訂單中的產品規格與技術要求進行之製造，因此，有時必須仰賴品牌商買主技術轉移，以確保OEM廠商所製造出的產品符合要求，OEM廠商是非常被動的被品牌商買主所選擇。為了擺脫被動的角色，OEM廠商必須加強技術實力或是行銷實力以轉型為ODM或OBM的商業模式。

（二）ODM

ODM為「原廠授權委託設計製造」，亦即ODM廠商接受品牌商買主的委託，進行新產品的設計與製造的工作，主要專注於產品設計與製造階段，在此，ODM廠商亦不涉入行銷相關的事務。市場需求的收集仍由品牌商買主負責，新產品的設計由ODM廠商根據這些市場需求向買主推薦自行制訂之產品規格與設計而取得買主認可，或是由雙方一起進行新產品的設計，產品規格制定之後，則交由ODM廠商進行產品製造，包括從工程設計與樣品試做、產品原型製作、進行品質測試與量產試做等前置作業，在確定有足夠的量產能力後，ODM廠商則根據採購訂單的產品數量進行零件採購與備料，開始大量生產。

ODM廠商除了必須具備高效率的製造能力外，還需擁有新產品設計的能力，藉此來獲取ODM買主的訂單。因此，ODM廠商主要從事新產品設計、系統整合、製造設計、採購及製造等價值活動。因此，ODM廠商需要連結上游設計活動，提升廠商製造的附加價值，並降低業務風險及適應量產的需要，並投入較多的資金與技術人力，加強與客戶的合作關係，爭取更多訂單，以提昇ODM廠商的競爭力與營業收入。由於ODM廠商具備新產品的設計開發與製造能力，因此在產品設計與改良、製程設計與改良、配方與原物料的變更上有經營自主性，再加上快速的生產效率，使其與品牌商買主的議價能力增強，所以其單位利潤率與競爭力比OEM廠商高，從被動選擇的角色提升為主動尋求合作提昇技術能力的角色，以增加並維持競爭優勢。

（三）OBM

OBM為「公司透過自行建立的產品品牌與銷售通路，在市場上推廣銷售公司品牌的產品」，亦即公司的經營範圍從市場需求、行銷、往下連結到產品設計、製造，一直連結到銷售通路到產品售後服務。整體產業價值鏈上的所有活動皆參與，從上游的產品研發設計，到中游的產品生產組裝，最後到下游的行銷如品牌建立推廣、產品售後服務等價值活動均有涉足。在產業垂直分工的趨勢之下，OBM廠商會將某些階段的價值活動，外包給其他公司，例如：產品製造委託OEM廠商、產品設計與製造委託ODM廠商等。而OBM廠商則專心致力於市場需求研究，產品的研發及品牌的建立、行銷與服務。OBM廠商所面對的顧客較接近消費者，對於行銷通路及消費者的掌握程度較高，因此，OBM廠商需要具備市場需求之發掘、行銷能力與通路銷售，以及增加快速回應市場變化等能力。

（四）上下游關係

在上下游的研發合作關係部分，主要針對產品設計階段的合作模式以進行討論。產品設計階段主要分為 “Idea/Requrement”， “Concept Design（CD）”, “Design Build（DB）”, “System Integration（SI）”, “Product Validation（PV）”, “Manufacture Validation（MV）”, “Mass Production（Ramp/MP）” 等七個階段。在 “Idea/Requrement” 階段，主要是收集市場需求，這些市場需求整合成一個新產品的想法，在CD階段將這個想法實作出來，產生一個雛形（prototype），以確認這個雛形所包含的產品特性是否真為市場所需要的產品功能與特形，待確認之後，進入DB階段，將確認之後的雛形設計，透過SI階段，將所有包含的硬體設備零件與軟體功能整合在一起，確認是否運作正常，接著，則進入PV階段，將之前的成果包裝成真正產品的型態，進行各式驗證，以確認這個新產品是實際可行的，且真正為市場顧客所需要的新產品，在這個階段以開始考量製造的可行性，但在進入量產之前，必須先經過MV階段以確認這個新產品在量廠時會產生哪些問題，可以如何克服這些問題，才能真正進入量產階段。而在這各式階段中，上下游的廠商進入這個產品設計流程的起點與終點，則決定了不同的合作模式。我們大致上可以分為三種不同的型態，分別為OEM、ODM，以及CDM（Collaborative Design Model），其中ODM的合作模式有兩種變形。我們將依照受委託廠商的介入程度以及雙方合作密切程度一一說明
。

1.
OEM

這個合作模式中，受委託廠商僅參與製造，而委託廠商則負責行銷、設計，與銷售等活動，如【圖2-2-1】。
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【圖2-2-1】OEM合作模式概念圖
2.
ODM – 1

這個合作模式中，受委託廠商參與設計與製造，但在設計部分是由合作雙方一起討論，而委託廠商則負責行銷、設計，與銷售等活動，如【圖2-2-2】。在這種合作模式下，合作雙方必須時常溝通協調，因此雙方關係緊密程度以及協調機制非常重要。
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【圖2-2-2】ODM–1合作模式概念圖

3.
ODM–2

這個合作模式中，受委託廠商參與設計與製造，但在設計部分主要由受委託廠商全權負責，因此受委託廠商的技術能力必須足夠，並且需較ODM-1與OEM合作模式所需的技術能力高。而委託廠商僅負責行銷與銷售活動，並不參與設計，但委託廠商仍要負責確認產品是否符合規範與技術規格，因此會從DB階段開始介入，如【圖2-2-3】。
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【圖2-2-3】ODM–2合作模式概念圖

4.
CDM

這個合作模式中，受委託廠商所需具備的技術能力要求最高，因為受委託廠商與委託廠商從市場需求階段就需要一起合作，受委託廠商可以在種合作模式中提昇技術能力，同時也可以將特殊規格貨源物料設計到新產品中，可以加深委託廠商未來下訂單的機會，也同時增加委託廠商對自己的依賴程度，加深雙方的合作關係，並做為下次合作的基礎，如【圖2-2-4】。
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【圖2-2-4】CDM合作模式概念圖

三、協同設計的模式

以下我們提出一些常見的協同設計模式，包含Online design collaboration（線上協同設計）、Collaborative sourcing（協同物料取得）、Co-developing core technology、ERP integration及Design for X（DFX），分別敘述如下：
（一）Online design collaboration

所謂的Online design collaboration就是，透過資訊科技與網際網路的協助，以多媒體呈現的方式，讓分散各地的開發設計團隊成員能夠線上同步交換設計有關的資料、資訊、知識，以讓團隊成員得以有效且緊密的一起工作。隨著產業垂直分工生態的發展，產品開發階段內部參與人員和外部設計鏈廠商的數量，亦不斷增加，日趨複雜的溝通問題，可能降低專案進行的品質與效率。透過Online design collaboration以網路為基礎的線上即時互動功能，能夠為所有和產品設計開發任務相關的人員（可能位於同一組織內，亦可能位於不同組織），提供一個資訊分享與共同作業的環境。

例如，某一國外大廠需要為其新開發出來的產品尋求散熱的解決方案，他的事業夥伴（散熱方案的提供者），即可藉由Online design collaboration的平台，發起線上即時設計協同合作的作業。利用以網路為基礎的即時互動與討論機制，所有的參與成員（國外大廠、散熱方案的提供者及其供應商）藉由多方會談的方式，瀏覽散熱馬達設計的3D模型，即可檢視和討論必要的概念設計與工程變更作業，其合作概念如【圖2-3-1】所示。
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【圖2-3-1】Online design collaboration概念示意圖
基本上，透過Online design collaboration，可以提供以下三種協同設計功能：

(1)
建置協同研發設計夥伴運作的知識管理平台，將參與協同研發設計的上下游廠商納入整個體系，如同虛擬組織一般。各參與廠商的相關人員可以在這個平台上分享產品設計必要的資訊（information sharing），以累積協同研發設計的經驗與相關產品設計知識。透過此平台的建立，位於不同公司的研發人員將不再需要以傳統的溝通管道（電話、傳真、面對面等），頻繁地向對方索取相關的資訊，將可大量節省研發的時間與成本，並提高知識再利用的效率。

(2)
建置視訊會議或線上討論的機制與平台，讓位於不同公司的研發人員可以透過視訊與聲音的呈現，以虛擬會議（virtual meeting room）及電子白板（electronic discussion board）的方式，共同討論產品的設計問題與解決方案，較能深入問題的核心，消除彼此之間看法上的歧異與誤解，除了可以節省大量的溝通時間與成本之外，更可以減少產品實體與設計概念之間的誤差，提高最終產品的品質。

(3)
建置一橫跨時區及地理位置的虛擬團隊專案管理平台，讓位於世界不同地點及不同時區的研發人員，透過電信及資訊科技的協助，讓跨組織的研發團隊成員在共同的平台空間中（templates for building collaborative workspaces），可以二十四小時永不停息的進行產品的開發與設計。此舉將能有效解決跨組織間因時區不同而產生極大協調及合作成本的問題，提高產品開發專案管理（project management）的效率，藉此提升生產力以及縮短產品及服務的開發時間。

整體而言，Online design collaboration所發揮的效益，除了所有研發人員可透過平台的入口網站，任意瀏覽及存取全部的產品開發相關資訊之外，更重要的就是為所有成員建立了點對點的工作關係，以及團體合作的虛擬社群機制，提昇了團隊合作的效率，更可以讓廠商可以主動地提早涉入（early involvement）客戶的產品開發流程，以spec-in的early design-in模式，協同客戶達成time-to-design（即時設計）的目標。
（二）Collaborative sourcing

一般來說，企業在製造過程中所使用的物料可分為直接物料（direct material）與間接物料（indirect material）。間接物料乃是那些和生產產品沒有直接相關的商品或服務，例如紙張、文具、筆記型電腦、維修服務等；而直接物料則是那些在生產過程中直接用來生產產品的零組件或原料，對於許多產業而言，特別是製造業，直接物料的採購為其核心獲利能力之所繫。直接物料又可細分為標準物料（standard parts）及訂製物料（custom parts）。一般而言，標準物料的規格變化不大，而且存在多個採購或取得來源（multi-sources），通常會透過與一些供應商之間的純粹市場買賣關係來取得，稱之為交易性的原料取得（transactional sourcing），可以【圖2-3-2】來表示。
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【圖2-3-2】Transactional Sourcing示意圖（資料來源http://www.i2.com/）

然而，在產品製造的過程中，通常存在一些規格特殊的關鍵零組件，其取得或採購來源通常非常缺乏，特別是在協同設計的模式中，台灣的中心廠提早涉入國外客戶產品開發的流程中，為了滿足客戶的特殊需求，勢必要求其供應商提供某些訂製的原物料，以達成spec-in的early design-in目的。基本上，Collaborative sourcing乃是透過一個電子化的平台或機制，使得中心廠（包含研發人員及採購人員）與供應商之間透過資訊的交換協同運作，以便訂製出符合國外客戶產品設計過程所需的特殊規格零組件，如【圖2-3-3】所示。
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【圖2-3-3】Collaborative Sourcing示意圖（資料來源http://www.i2.com/）

在Collaborative sourcing的模式當中，供應商可依據中心廠研發人員所提出的需求來設計其所需的關鍵零組件，通常稱之為Design for X（DFX；見後文詳述）。而中心廠的研發人員將亦可與採購人員進行合作，交換有關採購成本與零組件規格的資訊，以便和供應商進行議價，以最低的成本取得符合規格的零組件物料。此舉使得供應商可以提早涉入中心廠與國外廠商之間的協同設計流程中，將可以大幅降低特殊規格物料取得的困難與風險，並有效提高產品設計的品質。對供應商而言，提早涉入產品的設計流程，亦可達到其零組件spec-in中心廠產品的目的，提高往後與中心廠之間合作的議價空間。
（三）Co-developing core technology

由於產業競爭環境越來越激烈，企業靠單打獨鬥的方式已經無法快速且有效的滿足市場瞬息萬變的需求。因此，企業之間由過去單純且對立的供需關係變成整體供應鏈上的合作夥伴或策略聯盟關係，希望以上下游廠商緊密結合的供應鏈型態，讓資訊在鏈內快速地傳遞，以達到快速回應顧客的要求。然而，被動的滿足市場需求已經不是企業的主要手段，如果能夠與供應鏈夥伴間整合彼此的技術與知識，主動的協同合作開發新的核心技術與產品，共享研發成果，將可以有效提高整體供應鏈的競爭力。

和Collaborative sourcing模式不同的是，企業可以藉由共同的資訊平台，主動發起與供應商之間協同開發新的技術，不只是為了滿足現有產品開發過程的關鍵零組件需求，更是希望可以藉此研發出新的產品線與核心技術，以吸引更多客戶的青睞。然而，企業體系間進行新技術的研發，由誰來主導設計開發的流程、成果該由誰共享、以及彼此之間的權責劃分，都是跨組織協同設計所會面臨的重要問題。因此，組織之間必須建立以互信為基礎的「命運共同體」夥伴關係，透過企業之間的相互合作與資源分享，以實現協同設計的綜效。

（四）ERP integration

除了建置資訊交換的平台之外，跨企業的協同設計模式亦可以將觸角延伸至個別企業內部，與各種系統如EPP、SCM、PDM、CRM等進行整合，以達到AP-to-AP的連線模式。特別是ERP系統與協同設計平台的整合，研發過程所產生的物料清單，將可直接轉入ERP系統中，可以讓不同企業間的設計、製造、採購、業務等流程全部整合，使得業務接收到訂單之後，可以直接觸發設計及採購活動，並進而快速且有效的驅動製造流程，將供應鏈體系上下游的商業流程整合（Business Process Integration），以便降低成本並提高競爭力。例如美國的汽車製造商現在就在設法利用協同設計與ERP系統整合，使得BTO（Built to Order）的生產模式成為可能。
（五）DFX: Design for X

DFX（Design For X）通常泛指「達成各種設計目標的方法」，有時候也被稱為「卓越的設計方法」（Design For eXcellence），通常是在設計階段將產品和製程方面的因素納入考量，包含Design For Assembly、Design For Manufacturing、Design For Maintainance、Design For Quality、Design For Reliability、Design For Environment、Design For Service、Design For Testing、Design For Safety、Design For User-friendly等。近年來由於供應鏈管理觀念的興起，以全球供應鏈效率為基礎的DFX概念也應運而生，包含Design For Supply Chain Management、Design For Customization、Design For Postponement等。

DFX可以發生在企業內部，也可應用於供應鏈上下游體系間的協同設計模式上。DFX牽涉的範圍極廣，可能包含產品的組態設計、製程、品質、服務、包裝、安全性等，在跨組織協同設計的模式當中，橫跨不同企業的設計團隊必須與製造部門、行銷部門、品管部門等參與產品開發與試產的相關人員進行合作，因此必須透過一資訊平台來作為彼此分享資訊與進行團隊合作的媒介。通常，DFX的導入是有其優先順序的，DFA（Design For Assembly）的導入可以大幅簡化產品的結構，DFM（Design For Manufacturing）之導入則可以大幅提昇零件的「易製性」，因此若能透過DFA與DFM之導入與落實，則DFS（Design For Safety）、DFQ（Design For Quality）、DFT（Design For Testing）等，都會得到相當程度的改善，同時其導入的困難度也會大幅降低。

基本上，跨組織的協同設計模式就是DFX概念的極致應用。當中心廠和其供應商透過Online design collaboration平台來與國外品牌客戶進行產品協同設計時，不同公司的研發、製造、行銷等相關人員即可線上進行意見的溝通與資訊的交換，彼此將自己所關心的因素及早在設計階段即納入整體考量。例如行銷人員可能會關心產品的易用性、包裝、安全性等因素，而製造人員則會考慮產品的組態、可製造性等面向。此舉可以大幅的降低產品設計到試作、製造、測試、行銷、服務階段的不確定性及風險，將會加速產品從概念設計到引進市場上正式販售的速度（Time to Market；及時上市），藉此提升客戶滿意度，並強化供應鏈體系上下游企業之間的夥伴合作關係。
第三節　計畫體系個案

以下我們將提出「功能與價值的分析架構」，希望從「資訊系統功能」及「E計畫所獲得價值」兩個角度來對E計畫中所有個案進行分析，並對每個個案進行簡單的內容敘述。
一、功能與價值分析架構

（一）功能分析架構

在功能分析架構方面，我們將E計畫所導入的系統功能區分為「設計活動相關」（Design Activities）、「支援活動相關」（Supporting Activities）及「資訊基礎建設相關」（Infrastructure）等三個部分，如表3-1-1之詳細說明。

【表3-1-1】E計畫之功能分析架構
	系統功能分類
	說明

	Design Activities
	Part Sourcing
	產品設計過程中相關零組件的取得

	
	Industrial Std. Part
	產業標準零組件

	
	Internal Existing Part
	企業內部已有的零組件

	
	External Existing Part
	企業外部已有的零組件

	
	Part/Component/Spec
	產品設計過程中相關零組件的規格

	
	Design BOM
	產品設計過程使用的物料清單

	
	Design Diagrams
	產品設計相關圖檔

	
	Engineering Change
	工程變更

	
	Design Change Mgt.
	設計變更管理

	
	Engineering Change Mgt.
	工程變更管理

	
	Customer Request
	客戶需求相關的管理

	Supporting Activities
	On Line Collaboration
	讓分散各地的開發設計團隊成員能夠線上同步交換設計有關的資料、資訊、知識，以讓團隊成員得以有效且緊密的一起工作

	
	Design Process/Control
	Design Process–支援團隊成員有關產品設計與開發流程作業（Work Flow）

Control–支援產品開發專案有關之各項管理控制作業（含專案管理）

	
	Diagrams Mgt.

Documents Mgt.
	提供開發設計各項圖檔、文件之儲存、管理（版本控制）

	Infrastructure
	Diagrams Integration
	各項開發設計圖之產生、存取、交換、與圖檔轉換

	
	ERP and PDM Integration
	ERP與PDM功能的整合，例如：整合PDM BOM及MRP展開

	
	Design Process/Control
	Design Process–支援開發團隊成員有關產品設計與開發流程與開發管理控制作業有關的系統支援

Control–系統權限管控


在後續的個案內容敘述中，我們將會依據此功能分析架構，整理出每家廠商在E計畫中所導入的系統功能，並以Internal、Supplier、Customer等三類分別表示該系統功能的連線狀況。除此之外，我們也將以具體的指標來描述每個系統功能所導入的深度，然而礙於目前計畫仍未結案，後續在結案後將以專家座談的方式，為每一個計畫所導入的系統功能進行導入深度的評分，以明確區別其差異。

（二）價值分析架構

在價值分析架構方面，我們將廠商從E計畫的執行所獲得的價值區分為「主要的價值」（Primary Value）、「與商業模式改變有關的價值（或衍生性價值）」（Business Model Related Value or Derived Value）、「未來潛在的價值」（Potential Value）。依據Willaert等人（1998）[1]的建議，我們再將「主要的價值」區分為以下三個和協同工程（collaborative engineering）主要相關的三個價值：

(1)
Lower product costs throughout the total life cycle

(2)
Better product quality

(3)
Shorter time-to-market

除了價值分類與說明外，我們並列舉了一些過去文獻所提到的一些與協同設計有關的價值，如表3-1-2所示。

【表3-1-2】E計畫之價值分析架構
	價值分類
	價值列舉
	說明

	Primary Value
	Lower product costs throughout the total life cycle
	Lower Cost of Product Development [1][2][3]
	降低產品開發階段成本

	
	
	Decrease Number of Engineering Change
	減少產品在量產階段的工程變更次數

	
	
	Optimize Manufacturability Consideration [4]
	產品設計者於概念形成與第一階段的雛形設計時，考慮製造量產可行性的程度

	
	
	Optimize the New Product Development Process [1][6][7][8]
	新產品的發展流程合理化與最佳化的程度，其中包含產品開發的組合、形成聯盟的程序與管理方式、團隊合作以及改善流程所需要的工具

	
	
	Old Product Model Reuse [5]
	把先前已發展的模型中之元件重複的使用

	
	Better product quality
	Improve Quality of Product [1][3][6]
	增進最終產品的品質

	
	
	Decrease Number of Engineering Change
	減少產品在量產階段的工程變更次數

	
	
	Maximize fit with customer requirement [7]
	新產品屬性，例如產品的功能、品質，與價格等，皆能滿足客戶的需求

	
	
	Optimize the New Product Development Process [1][6][7][8]
	新產品的發展流程合理化與最佳化的程度，其中包含產品開發的組合、形成聯盟的程序與管理方式、團隊合作以及改善流程所需要的工具

	
	
	Optimize Manufacturability Consideration [4]
	產品設計者於概念形成與第一階段的雛形設計時，考慮製造量產可行性的程度

	
	
	Improve PDM Integrity and Efficiency [11]
	增進PDM的完整及正確性和使用效率

	
	Shorter time-to-market
	Reduce Time-to-Market [1][2][3][7][8]
	及時上市。縮短從產品構想階段到引進市場上正式販售的時間

	
	
	Reduce Time-to-Volume
	縮短從產品測試階段到量產階段的時間

	
	
	Optimize the New Product Development Process [1][6][7][8]
	新產品的發展流程合理化與最佳化的程度，其中包含產品開發的組合、形成聯盟的程序與管理方式、團隊合作以及改善流程所需要的工具

	
	
	Old Product Model Reuse [5]
	把先前已發展的模型中之元件重複的使用

	
	
	Decrease Number of Engineering Change
	減少產品在量產階段的工程變更次數

	
	
	Reduce Time of Engineering Change
	縮短產品在量產階段的工程變更時間

	Derived Value
	Early Involvement
	供應商從產品發展週期最初階段開始，就已經與主要客戶一起協作的程度

	
	Joint Decision Making [9]
	供應商與其主要客戶，對於雙方關係之關鍵議題上，共同制定決策的程度

	
	Relationship Improvement [10]
	供應商與其主要客戶之間，從「對立」或「純粹市場交易」關係，轉變成「協同合作」關係的程度

	Potential Value
	Innovation Quality
	研究開發創新的品質

	
	Innovation Numbers
	研究開發創新的數目

	
	Access to New Technology & Complementary Skills [3][6]
	整合企業本身原本無法取得或控制的知識和技術


在後續的個案內容敘述中，我們將會依據此功能分析架構，整理出每家廠商在E計畫中所獲得的價值。除此之外，我們也將以具體的指標來描述每個價值的深度，然而礙於目前計畫仍未結案，後續在結案後將以專家座談的方式，為每一個計畫所獲得的價值深度進行評分，以明確區別其差異。

二、計畫綜合描述

（一）瑞軒

1.
公司背景介紹

1.1
產業別與公司規模

瑞軒屬於「監視器（monitor）」產業。從民國88年到90年三年間，其公司規模，在員工人數方面，由623人變成758人。資本額方面則由10億變成將近20億。此外，總營收方面也從58億變成106億，獲利率更是從4.15%變成7.64%。瑞軒整體之營運狀況，可由表3-2-1得知：

【表3-2-1】瑞軒科技88-90年營運概況表
單位：新台幣仟元／人
	年

項目
	88年
	89年
	90年

	資本額
	1,000,230
	1,622,000
	1,996,235

	總營收
	5,839,549
	9,671,835
	10,664,955

	內外銷比例
	1.9%：98.1%
	4.4%：95.6%
	4.2%：95.8%

	直接成本
	5,358,676
	8,868,036
	9,716,472

	間接成本
	258,649
	456,344
	453,771

	獲利率
	4.15%
	5.04%
	7.64%

	主力業務或產品
	CRT MONITOR
	內銷
	93,183
	243,699
	74,126

	
	
	外銷
	2,586,067
	4,196,067
	1,917,875

	
	LCD MONITOR
	內銷
	11,035
	168,412
	356,330

	
	
	外銷
	3,112,924
	5,014,373
	8,278,670

	
	產品／業務收入
	內銷
	1,881
	15,932
	4,589

	
	
	外銷
	10,907
	23,022
	21,317

	
	技術服務收入
	內銷
	16,005
	
	1,033

	
	
	外銷
	7,548
	10,330
	11,015

	人力結構
	直接／間接人力
	320人／303人
	327人／286人
	447人／311人

	
	資訊／非資訊人力
	120人／503人
	140人／473人
	180人／578人

	年度資訊化支出
	11,000
	21,400
	27,000

	1.
軟體支出
	2,500
	8,000
	10,000

	1.1
ERP
	1,000
	6,000
	5,000

	1.2
Apple B2Bi
	0
	0
	3,500

	1.3
Others
	1,500
	2,000
	1,500

	2.
硬體支出
	4,300
	3,900
	5,300

	3.
網路通訊支出
	1,000
	1,100
	1,200

	4.
人力支援
	3,200
	9,400
	10,500

	4.1 委外人力
	1,500
	4,500
	4,000

	4.2 內部人力（資訊）
	1,000
	2,100
	3,000

	4.3 內部人力（非資訊）
	700
	2,800
	3,500

	近三年內重大
資訊化支出說明
	88年06月架設E-mail Server

88年10月開始ERP導入

88年11月楊梅火災

89年4月遷廠至湖口

89年7月ERP上線

89年10月架設防火牆

90年3月規劃與Apple B2B整合

90年5月公司遷移至中和


1.2
主要營業項目、顧客、市場狀況

1.2.1
主要業務項目

(1)
平面顯示器、黑白／彩色顯示器（含電視機）、電腦週邊設備、終端機、電腦工作站、個人電腦及介面卡等主要配件之製造／裝配／加工／銷售。
(2)
前項產品及其原料、零組件、半成品之進出口銷售業務。
1.2.2
主要客戶

(1)
Viewsonic：全球顯示器最大品牌。

(2)
Apple：瑞軒為國內唯一Monitor供應商，而Apple之品質要求於國際上屬於高標準。
(3)
Sharp：第一家由日本進口LCD Panel又回銷回日本。

(4)
I/O Data
(5)
Ingram-Micro：德國第一大電腦系統商。

(6)
Totoku

(7)
Micron

(8)
NMV：日本客戶，全球知名品牌大廠，對於品質及研發能力有極高的要求。

(9)
Fujitsu Simens（FSC）：歐洲屬一屬二之電腦系統商。
1.2.3
瑞軒科技之體系架構

包括OEM、ODM、模具成形、Vendor及Outsourcing。
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【圖3-2-1】瑞軒科技體系架構圖
1.2.4
主要產品

(1)
CRT Monitor：17吋、19吋、21吋、22吋。

(2)
LCD Monitor：14.1吋、15吋、17吋、18吋、20.1吋、23吋。
1.2.5
市場狀況 

【表3-2-2】瑞軒科技CRT/LCD產品市場佔有率
單位：仟元
	
	1999年
	2000年

	
	瑞軒
出貨量
	台灣廠商出貨量
	佔有率（%）
	瑞軒
出貨量
	台灣廠商出貨量
	佔有率（%）

	CRT顯示器
	319
	53,961
	0.59
	496
	59,646
	0.83

	LCD顯示器
	126
	1,921
	6.56
	244
	2,719
	8.97

	合計
	445
	55,882
	0.80
	740
	62,365
	1.19


1.3
財務狀況

1.3.1 EPS
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【圖3-2-2】瑞軒科技EPS變化圖
1.3.2 負債比率分析（負債比率=負債總額／資產總額）
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【圖3-2-3】瑞軒科技負債比率分析
1.3.3 流動比率分析（流動比率=流動資產／流動負債）
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【圖3-2-4】瑞軒科技流動比率分析
1.4
資訊化程度

請參閱表X-X「年度資訊化支出」部份，由此部分可以得知瑞軒目前已經導入ERP，且與主要客戶Apple之間進行了B2Bi的整合。除上述系統的整合外，目前瑞軒更陸續導入了「零件承認資料管理系統」及「現場控管系統（Shop Floor Control System）」兩項電子化管理系統。兩系統主要功能如下：

(1)
「零件承認資料管理系統」：係一簡易零件承認資料管理系統，藉由此系統之應用可有效管理零件承認資料，目前已經正式上線。

(2)
「現場控管系統」：正在建構當中，預期此系統之效益概括了生產效率、產品品質，以及產品追溯性之範疇。

2.
計畫內容

2.1
計畫目的：體系電子化
由於協同設計（Collaboration Design）透過了Internet技術，縮短產品開發過程生命週期的時間及距離。因此，產品設計、製造、配銷及服務和技術支援所涉及的各方面，都可在一種協同模式下工作。更重要的是，客戶一開始就可以介入到產品開發過程中，因此協同設計讓國內廠商能重新掌握企業最寶貴的資產—企業的產品和完整的產品生命週期，並為體系整體帶來以下的優勢：
(1)
提早參與之策略（Early Involvement）：建置「全球協同合作暨產品研發、支援及運籌中心」（Collaboration Design）

(
台灣接單及研發，大陸製造生產。

(
企業內、組織間及跨國、跨時區協同設計鏈之整合架構。

(
即時、同步溝通、分享產品資源

(
客戶導向的互動式設計環境

(
多構面的整合性協同設計系統

(
大幅縮短產品研發週期

(2)
新產品切入市場時機之掌握策略（Time-to-Market）

(
提升專案管理能見度（visibility）

(
縮短研發時間

(
縮短產品上市時間

2.2
現有作業模式與瓶頸（As Is Model）

目前瑞軒體系內所存在的問題或瓶頸，大致上可分為四大類，即：與技術來源間電子化問題、企業內研發電子化問題、供應商間電子化問題、客戶服務與產品問題回饋。
2.2.1
與技術來源間電子化問題

(1)
多仰賴email方式傳遞工程資料，大量資料傳輸不易，且品質無法掌控。

(2)
提供的圖面以紙本居多，重製成本高。

(3)
溝通多需透過雙方各自之單一窗口，過程易生誤會且時效差。

(4)
問題產生常需由一方派遣人員差旅至另一方，除成本高外，效率亦差。

(5)
工程配合度較複雜，進度不易掌控。

[image: image17.wmf]ViewSonic

I

-

O Data

Sharp, NMV

國際

ODM

大客戶

Apple

Apple

國際

OEM

大客戶

瑞軒產品研發生命週期階段

產品

產品

概念

概念

功能

功能

設計

設計

EVT

EVT

機構

機構

安規設計

安規設計

DVT

DVT

外觀

外觀

製程設計

製程設計

PVT

PVT

技術轉移

承認書

承認書

IQC

IQC

量產

量產

採購

採購

BOM

BOM

Panel

Panel

電阻、

電阻、

電容

電容

電感

電感

半導體

半導體

標準零件供應商

PCB

PCB

廠

廠

模具廠

模具廠

成型廠

成型廠

線材

線材

包材

包材

五金

五金

特殊零件供應商

文件檔案交換平台

文件檔案交換平台

異常追蹤平台

異常追蹤平台

工程變更平台

工程變更平台

現行電子化作業模式圖

(

As

-

is)

E

E

-

-

mail

mail

WEB

WEB

ERP

ERP


【圖3-2-5】瑞軒科技現行電子化作業模式圖（As-Is Model）

2.2.2
企業內研發電子化問題

(1)
多以email或企業內部網路作為重要訊息交換媒介。

(2)
設計know-how只存在各設計人員腦中或個人電腦硬碟中。

(3)
研發環境系統複雜，工程資訊跨平台不易。

(4)
專案控制品質之良莠不齊，大多決定於專案經理個人專案控管品質。

(5)
研發組織較為鬆散，人治觀念重，會議繁多且雜，目的多為決議背書。
2.2.3
供應商間電子化問題

(1)
多仰賴email、郵寄、傳真或人員差旅方式傳遞工程資料。

(2)
與中心廠電腦系統無法作溝通。

(3)
工程資料的資料分享多於產品開發後期開始，專案時程不易掌控。

(4)
與中心廠研發人員溝通多採面對面方式，成本降低不易。

(5)
硬體投資成本高，與中心廠作資料連線意願低。

2.2.4
客戶服務與產品問題回饋

(1)
客戶對產品規格變動大，研發單位常需花費較多時間與客戶聯繫，對客訴應對速度慢，無法有效掌握客戶需求。

(2)
客戶無法掌握該產品之開發進度與研發品質。

(3)
客戶多需透過業務人員居中聯繫對產品作修正通知，業務人員常無法很明確告知需求，研發時程變數大。

2.3
預期作業模式（To Be Model）

最重要的To Be Model，就是希望可以「全程參與」，如圖3-2-6所示：
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【圖3-2-6】瑞軒科技協同作業示意圖（To-Be Model）

2.4
電子化做法與系統架構（包含功能說明）

瑞軒之協同作業電子化的範疇，主要是以瑞軒為中心，其上下游包含國際大客戶5家供應商52家，合計配合的成員共57家。其作法可分為五大階段，如圖3-2-7所示：
[image: image19.wmf]Early Involve

資訊分享

Time to

Market

即時資訊

回饋

專案透明度

縮短產品

上市時間

供應商

•

Vendor

東桂

高展

…

等

52

家

客戶

•

OEM

Apple

•

ODM

Viewsonic

IO Data

SHARP

NMV

…

等

5

家

Electronic

-

Global Product Support

商品

企劃

研發

採購

製造

配銷

客服

第五階段：

電子化產品支援中心

(

E

-

GPS)

第一階段：同步研製中心

第二階段：產品資料管理子專案

第三階段：標準零件庫

子專案

第四階段：客服

維修回饋子專案


【圖3-2-7】瑞軒科技電子化導入範疇與做法示意圖
此外，有關系統架構部分，請參閱圖3-2-8。主要為「產品資料管理系統（PDM）」及「網路產品協同商務（CPC）」為產品研發階段企業解決方案。此外，「ERP」則為量產階段之企業解決方案。企業間協同作業平台之連結，主要還是在研發階段之概念、設計、試作、驗證及承認，其特性為時間週期常，但數量較少。因此企業間協同作業與量產（ERP）有關之作業，主要在「工程變更」及「BOM資料傳送」。
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【圖3-2-8】瑞軒科技電子化系統架構示意圖

2.5
Business Model與Process Model的改變

以瑞軒來說，除了與Apple之合作模式為OEM外，與其他客戶的合作皆為ODM。然若依照HP之模式說法，瑞軒與其他客戶之合作模式實為CDM。
2.5.1 OEM合作模式

從新產品概念的萌生CD、研發、設計DB，幾乎由Apple全程主導，直到新產品雛型（prototype）底定，方由瑞軒進場進行PV的小量測試。待一切模組測試完成MV，新產品即可量產上市Ramp/MP，最後由Apple行銷部門決定產品的衰退期EOL（End of Life），詳圖3-2-9。
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【圖3-2-9】瑞軒科技OEM Interactive Model

2.5.2 CDM合作模式

以ViewSonice為例。瑞軒與ViewSonic在Idea的產生即開始協作，雙方去除舊有電話、Email、Conference Call的溝通方式，採行無時差的同步協作，當ViewSonic有市場與新零組件的訊息，通過E計劃的設計協作體系，即時與瑞軒協作。同理，當瑞軒對於新產品有更佳的建議時，通過設計協作的體系，即時與ViewSonice交換意見，雙方同步進行研發設計，在此系統的互動下，瑞軒的設計層次提升，掌握價值鏈中較高的附加價值，詳圖3-2-10。
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【圖3-2-10】瑞軒科技CDM Interactive Model

2.6
參與協同設計的夥伴

【表3-2-3】瑞軒科技E計畫中參與協同設計的夥伴
	協同方式
	家數／廠商

	
	客戶
	供應商
	合計家數

	設計流程互動（AP-to-AP）
	3
	5
	8

	
	
	
	

	設計資料共享或交換（Web-Based）
	2
	47
	49

	
	
	
	

	合計家數
	5
	52
	57


2.7
預期效益

2.7.1 非量化效益

(1)
客戶端：藉由協同供應鏈體系研發及服務之加值，快速反應客戶需求，降低體系研發成本，提升產業長期競爭力。

(2)
供應商端：提升企業電子化規模及管理系統之引進，以加強與供應商關係之互動。

(3)
中心廠：運用資訊科技建立競爭者進入障礙及客戶轉換成本，提升客戶服務、創造企業長期競爭力。

2.7.2 量化效益

(1)
客戶端：供應鏈體系協同設計，簡化溝通、驗證流程，架構供應鏈體系研發協同作業，大幅縮短新產品上市時間，由原來之100天縮短為83天。

(2)
供應商端：藉由體系間研發流程之互動及簡化縮短零件之送樣承認時間，由21天降為7天，研發時間亦大幅縮短。

(3)
中心廠：研發資訊及知識的累積及生產資訊之提早參與，降低工程變更的件數，由每月平均63件減少至每月40件。零組件呆料，由每年4,550萬元降至3,000萬元。

2.8
關鍵績效指標

【表3-2-4】瑞軒科技E計畫關鍵績效指標

	績效項目
	績效指標
	績效標準
	績效值

	Demonstration
	第一類（專案能見度提升80%）
	國際大客戶
	3家

	
	
	供應商
	5家

	
	第二類（專案能見度提升50%）
	國際大客戶
	2家

	
	
	供應商
	47家

	Innovation
	大幅縮短協同體系衍生機種研發時間

	
	提升協同體系產品資料之再利用、加值及分享

	Early involvement
	降低工程變更件數（降低30%）
	63件／月
	44件／月

	
	降低研發失敗成本（降低2%）
	17%
	15%

	
	降低零組件呆料（降低30%）
	4,550萬／年
	3,185萬／年

	Time-to-Market
	縮短新產品上市時間（縮短25%）
	110天
	83天

	
	縮短新產品研發時間（縮短20%）
	90天
	72天


3.
E計畫導入的功能項目

【表3-2-5】瑞軒科技E計畫導入的功能項目

	系統功能分類
	導入功能項目名稱
	功能深度

	Design Activities
	Part Sourcing
	
	

	
	Industrial Std. Part
	標準零件庫管理功能（I,C,S）
	

	
	Internal Existing Part
	標準零件庫管理功能（I,C,S）
	

	
	External Existing Part
	標準零件庫管理功能（I,C,S）
	

	
	Part/Component/Spec
	
	

	
	Design BOM
	電子化全球支援中心（I,C,S）
	

	
	Design Diagrams
	電子化全球支援中心（I,C,S）
	

	
	Engineering Change
	
	

	
	Design Change Mgt.
	協同維修回饋系統（I,C,S）
	

	
	Engineering Change Mgt.
	協同維修回饋系統（I,C,S）
	

	
	Customer Request
	協同維修回饋系統（I,C,S）
	

	Supporting Activities
	On Line Collaboration
	電子化全球支援中心（I,C,S）
	


	
	Design Process/Control
	產品資料管理系統（I,C,S）
	

	
	Diagrams Mgt.

Documents Mgt.
	產品資料管理系統（I,C,S）
	

	Infrastructure
	Diagrams Integration
	產品資料管理系統（I,C,S）
	

	
	ERP and PDM Integration
	產品資料管理系統（I,C,S）
	

	
	Design Process/Control
	產品資料管理系統（I,C,S）
	


4.
E計畫所獲得的價值

【表3-2-6】瑞軒科技E計畫所獲得的價值
	價值分類
	對應之KPI
	價值深度

	Primary Value
	Lower product costs throughout the total life cycle
	工程變更件數
	

	
	
	研發失敗成本
	

	
	
	零組件呆料
	

	
	
	協同體系產品資料之再利用、加值及分享
	

	
	Better product quality
	工程變更件數
	

	
	Shorter time-to-market
	新產品上市時間
	

	
	
	新產品研發時間
	

	
	
	協同體系衍生機種研發時間
	

	
	
	協同體系產品資料之再利用、加值及分享
	

	
	
	工程變更件數
	

	Derived Value
	Early Involvement
	
	

	
	Joint Decision Making 
	
	

	
	Relationship Improvement
	
	

	Potential Value
	Innovation Quality
	
	

	
	Innovation Numbers
	
	

	
	Access to New Technology & Complementary Skills
	
	


（二）建準

1.
公司背景介紹

1.1
產業別與公司規模

建準電機工業股份有限公司（Sunonwealth Electric Machine Industry Co.）成立於1980年，截至2003年4月30日為止，員工人數951人，為全球高品質散熱處理方案的領導廠商。建準以台灣高雄為全球營運總部，設立「SUNON發明創新中心」，並整合SUNON位於全球各地的實驗室，以發展各式精密馬達技術為核心，產品不但擁有「自有的專利權」、「自有品牌」、「專業化生產」、「全球化銷售網絡」等優勢，馬達設計並應用於各種不同領域之產業。目前建準在台灣擁有三個工廠，分別位於岡山、台南、小港；在中國大陸擁有兩個工廠，分別位於崑山、南海。

1.2
主要營業項目、客戶、市場狀況

根據2002年財報，建準的主要產品為直流無刷散熱風扇、鼓風扇，佔總營業比重84.42%，次要產品為交流工業用扇及零件製造，佔總營業比重15.58%。建準所生產的散熱風扇尺寸從8mm到250mm一應俱全，主要銷售地區包含亞洲、歐洲、美洲（如表3-2-7），對象擴及筆記型電腦、投影機、電腦伺服器、高級音響、自動化及汽車產業，例如Apple、Compaq、Dell、Hitachi、HP、IBM、Sharp、Sony、中強、大眾、華碩、聯想、Siemens、Cisco、Intel、Motorola、Philip、仁寶等知名企業，都是建準的往來客戶。其中筆記型電腦的市場占有率高達44%、投影機為20.6%、伺服器則佔2.5%。

【表3-2-7】建準主要產品銷售地區

	
	2002年度
	2001年度

	台灣（含大陸）
	53.02%
	43.85%

	亞洲
	25.12%
	23.15%

	歐洲
	14.99%
	21.29%

	美洲
	6.86%
	11.71%

	合計
	100   %
	100   %


1.3
財務狀況

根據2002年財報，建準的實收資本額為新台幣18億元，營業收入為新台幣26億元，重要財務指標如表3-2-8所示。

【表3-2-8】建準重要財務指標

	
	2002年度
	2001年度

	流動比率（%）
	182.99
	240.21

	速動比率（%）
	109.63
	147.16

	存貨週轉次數
	3.33
	2.93

	純益率（%）
	3.58
	6.99

	每股盈餘（新台幣元）
	0.63
	1.10

	本益比
	47
	26.42


1.4
研發概況

建準歷年投入研發經費約佔總營收的3%至6%左右，如表3-2-9所示。建準的研發創新團隊包含了馬達研發中心、熱流設計實驗中心及應用研發處，至2002年2月為止，建準擁有23國超過432件以上的專利，並在2001年10月發表世界最小之毫米風扇，體積只有8mm x 8mm x 5mm。

【表3-2-9】建準歷年投入研發經費佔營收比率

	年度
	投入研發經費（新台幣元）
	佔營收比率

	1998
	81,386,000
	3.35%

	1999
	78,002,000
	3.03%

	2000
	82,925,000
	3   %

	2001
	148,415,099
	5.5 %

	2002
	187,005,310
	5.85%


2.
計畫內容

2.1
計畫目的

本計畫希望能為建準與客戶、供應商之間建置一個準確、一致、完整、又快速的協同作業資訊平台，縮短產品規格確認與研發時程。主動提供客戶early involvement之服務，以spec-in之early design-in模式、最快速的時間、最接近客戶之需求的方式，協同客戶達成Time To Design（即時設計）的目標。

2.2
現有作業模式與瓶頸（As Is Model）

建準與其策略夥伴研發設計協同作業運作現況如圖3-2-11所示，包含「構想階段」、「設計階段」、「試作階段」、「承認階段」等協同作業，每個階段都需要耗費1至4個月的時間，而且牽涉到極多的人工處理與溝通程序，效率不彰。現有流程模式存在以下作業瓶頸：

(1)
多以e-mail、電話、傳真、人員為主要溝通管道。

(2)
無法快速回應客戶的散熱解決方案。

(3)
產品概念、設計圖、產品實體之間往往會產生不一致的問題，必須重新設計與製作雛型。包含客戶端需求規格變更、構想與實際認知之間有所差異、設計使用工具不同等問題。

(4)
無法有效地進行多方（建準、客戶、供應商）溝通與協調。

(5)
承認作業冗長，無法有效配合客戶的生產需求時程。
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【圖3-2-11】建準與其策略夥伴研發設計協同作業體系流程運作現況（As-Is Model）

2.3
預期作業模式（To Be Model）

建準與客戶、供應商之間希望能夠透過流程改造的方法，將彼此的部分研發流程整合。整合後的流程必須透過一個電子化的介面，作為彼此溝通的工具。各方仍能擁有不同的資訊格式，透過此電子介面的轉換，可以得到一致的資訊整合，並藉此介面的溝通機制，得以進行三方（建準、客戶及供應商）共同線上資訊交換的研發協同設計，如圖3-2-12所示。
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【圖3-2-12】建準與其策略夥伴間以資訊系統輔助之整合性散熱解決方案（To-Be Model）

2.4
電子化做法與系統架構（包含功能說明）

此專案所導入的系統功能包含客戶需求與回應管理、供應商協同研發管理、產品開發流程專案管理、圖文管理、BOM管理、設計／工程變更管理、Notes整合、Viewer整合、ERP整合、協同設計作業管理、線上協同設計等模組。主要可區分為知識管理平台及產品設計圖整合作業平台，分述如下：

(1)
知識管理平台：包含協同研發專案管理系統、文件、圖檔、CAD整合、Viewer整合、線上討論等管理功能。
協同研發專案管理系統預計將涵蓋線上估算平台、查詢產品試作問題資訊系統、追蹤承認作業內容與進度系統。

(2)
產品設計圖整合作業平台：透過Viewer整合、CAD整合可提供協同設計研發設計夥伴看到不同設計工具所產生的圖檔，提供協同研發設計夥伴間的整體設計檢討，避免設計圖的資訊交換障礙，造成隨後實體雛型的製作誤差。

建準預計在此計畫中，透過此系統連結點晶、晶致、立生、育陞等4家半導體關鍵零組件供應商，建亨及友裕等2家模具開發供應商，與美國SUNON Inc.及藉由SUNON Inc.來服務Apple、Dell等客戶（Apple、Dell等客戶端將藉由SUNON Inc.端以間接導入方式參與），其中美國SUNON Inc.、建準總部、與立生（或建亨）之間以AP server to AP server（含File server to File server）連結，其他夥伴間則以Browser登入此系統（即EngCo@SUNON）來連結，提供體系夥伴間資料共享、交換與流程互動上的連線功能，藉此促成體系協同設計夥伴間適時分享協同設計資訊，縮短產品開發時程，提升品質、專案管理與溝通效益，達成計畫效益。

2.5
Business Model與Process Model的改變

建準希望透過此計畫，由現在被動地接受客戶在散熱風扇設計之要求，在未來能夠提升層次，在上游客戶產品設計初期階段，便能主動參與協同設計開發，縮短產品上市時程。此計畫執行之後，建準的協同設計模式（CDM；Collaborative Design Model）如圖3-2-13所示。
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【圖3-2-13】建準的協同設計Business Model

產品設計初期一開始，便從系統整體規劃面思考（不僅是局部的風扇而已），參與提出整體散熱模組化設計的方案，非OEM或ODM的模式，而是於最接近客戶的地方為客戶成立散熱解決方案研發團隊（視同為客戶研發團隊的一員），並以建準已於23國所擁有的432建專利為後盾，且整合後勤協力廠商，提供客戶early involvement之服務，以spec-in之early design-in模式、最快速的時間、最接近客戶之需求的方式，協同客戶達成Time To Design（即時設計）的目標。
2.6
參與協同設計的夥伴

【表3-2-10】建準E計畫中參與協同設計的夥伴

	協同方式
	家數／廠商

	
	客戶
	供應商
	合計家數

	設計流程互動（AP-to-AP）
	1
	1
	2

	
	美國SUNON Inc.
	立生（或建亨）
	

	設計資料共享或交換（Web-Based）
	2
	5
	7

	
	APPLE、DELL
	點晶、育陞、晶致、
建亨（或立生）、友裕
	

	合計家數
	3
	6
	9


2.7
預期效益

2.7.1 非量化效益

(1)
提高國際能見度：建準國內外客戶包括大眾、仁寶、廣達、華碩、宏碁、DELL、Compaq、西門子、飛利浦等，皆是國際知名廠商，透過此系統與推廣應用，可突顯台灣相關產業的協同研發設計運作的實力。

(2)
提高產業關聯性：特別是資訊電子業（筆記型電腦等），CPU、3D圖形加速卡、高階投影設備等散熱需求，要求日益迫切。

(3)
國際系統之連結性：未來可透過XML、RossettaNet與電子市集等與國際系統連接。

(4)
帶到應用風潮：提升價值鏈整體運作效率是當前趨勢，透過此系統更可積極與落實推動，帶動台灣整體資訊電子產業協同運作機制的建置、強化兩岸三地與全球分功效益與應用風潮。

2.7.2 量化效益

【表3-2-11】建準E計畫整體量化效益

	量化效益
	應用之前
	應用後兩年

	營業額
	平均年增5-8%
	平均年增15-20%

	稅前獲利率
	10%
	12%

	新業務擴增（出貨量）
	年增19%
	年增40%

	國內／國外排名
	全球Rank 3
	全球Rank 2

	服務水準
	客戶滿意度60分
	客戶滿意度80分


2.8
關鍵績效指標

【表3-2-12】建準E計畫關鍵績效指標

	KPI
	衡量頻率
	現況
	目標值

	專利申請件數
	年
	112件
	146件

	產品於試作階段之良品率
	年
	82%/project
	90%/project

	設計變更或工程變更次數
	年
	121次
	90次

	產品毛利率
	年
	13%
	26%

	回應客戶CPU散熱解決方案的時間
	月
	10日
	6日

	設計最佳化調整參與會議的人數與時間
	專案
	40人天
	10人天

	交叉確認設計圖所付出的人力與時間
	專案
	12人天
	6人天

	面對面討論的人數與次數
	專案
	4人次
	2人次


3.
E計畫導入的功能項目

【表3-2-13】建準E計畫導入的功能項目

	系統功能分類
	導入功能項目名稱
	功能深度

	Design Activities
	Part Sourcing
	
	

	
	Industrial Std. Part
	
	


	
	Internal Existing Part
	
	

	
	External Existing Part
	
	

	
	Part/Component/Spec
	
	

	
	Design BOM
	BOM管理（I,S,C）
	

	
	Design Diagrams
	圖檔管理（I,S,C）
	

	
	Engineering Change
	
	

	
	Design Change Mgt.
	D/ECR/N管理（I,S,C）
	

	
	Engineering Change Mgt.
	
	

	
	Customer Request
	客戶需求與回應管理（I,C）
	

	Supporting Activities
	On Line Collaboration
	供應商協同研發管理（I,S）

線上協同設計整合（I,S,C）
	

	
	Design Process/Control
	產品開發流程專案管理（I）

協同設計作業管理（I,S,C）
	

	
	Diagrams Mgt.
Documents Mgt.
	圖檔管理（I,S,C）
	

	
	
	文件管理（I,S,C）
	

	Infrastructure
	Diagrams Integration
	Viewer整合（I,S,C）

CAD整合（I,S,C）
	

	
	ERP and PDM Integration
	ERP整合（I）
	

	
	Design Process/Control
	Notes整合（I,S,C）
	


4.
E計畫所獲得的價值

【表3-2-14】建準E計畫所獲得的價值

	價值分類
	對應之KPI
	價值深度

	Primary Value
	Lower product costs throughout the total life cycle
	設計變更或工程變更次數
	

	
	
	設計最佳化調整參與會議的人數與時間
	

	
	
	交叉確認設計圖所付出的人力與時間
	

	
	
	面對面討論的人數與次數
	

	
	Better product quality
	產品於試作階段之良品率
	

	
	
	設計變更或工程變更次數
	

	
	Shorter time-to-market
	回應客戶CPU散熱解決方案的時間
	

	
	
	設計變更或工程變更次數
	

	
	
	設計最佳化調整參與會議的人數與時間
	

	
	
	交叉確認設計圖所付出的人力與時間
	

	Derived Value
	Early Involvement
	
	

	
	Joint Decision Making
	
	

	
	Relationship Improvement
	
	

	Potential Value
	Innovation Quality
	
	

	
	Innovation Numbers
	專利申請件數
	

	
	Access to New Technology & Complementary Skills
	
	


（三）大眾

1.
公司背景介紹

1.1
產業別與公司規模

大眾電腦股份有限公司（First International Computer, Inc.）於1979年12月由旅美電腦博士簡明仁所創立。初期以個人電腦的代理銷售為主要業務，後來逐漸轉型為代理與製造雙線發展。代理的產品包括有超迷你電腦Prime、Nonstop Computer、Stratus等；製造方面則由個人電腦擴展至主機板的設計製造。大眾電腦於1989年進軍主機板市場，在1992年成為全球最大的主機板生產廠商。1994年成立第八事業部，負責研發筆記型電腦，公司也因此由專業主機板製造廠商轉向整合資訊產品的開發。

1995年，簡明仁董事長對整體經營策略做了大幅調整，決定跨足代工及準系統市場，在很短的時間內，大眾成為世界前五大電腦廠的代工廠商，客戶包括有HP、Compaq、NEC、Toshiba、Mitsubishi、Sotec、eMachine等。
1.2
主要營業項目、顧客、市場狀況

大眾電腦主要的營業項目有電腦主機板、桌上型電腦、筆記型電腦、電腦零件、積體電路、連網板（WebPad）、平板電腦（Tablet PC）、個人數位助理（PDA）；主要的客戶包括New HP、Intel、NEC、Toshiba、Mitsubishi、二線品牌廠商；目前海外的據點則有美國、巴西、日本、歐洲（荷蘭、捷克、法國、西班牙、英國）。

1.3
財務狀況
【表3-2-15】大眾電腦87-89年的營運狀況

	　　　　　　年

項目
	87年

（新台幣仟元）
	88年

（新台幣仟元）
	89年

（新台幣仟元）

	資本額
	11,574,156
	13,340,280
	14,674,308

	總營收
	30,267,009
	46,478,783
	52,494,831

	內外銷比例
	19.26%：80.38%
	30.81%：69.19%
	30.07%：69.93%

	直接成本
	28,046,680
	40,883,809
	29,689,903

	間接成本
	2,217,490
	2,778,383
	3,106,041

	稅後淨利
	125,866
	46,296
	145,325

	主力產品
	桌上型電腦
	內銷
	
	
	

	
	
	外銷
	5,324,007
	3,565,098
	6,708,392

	
	筆記型電腦
	內銷
	276,852
	10,404,414
	12,049,282

	
	
	外銷
	6,460,439
	2,021,954
	6,378,203

	
	主機板
	內銷
	
	
	

	
	
	外銷
	7,107,464
	15,166,787
	12,525,280

	直接／間接人力
	2396人／1102人
	2051人／987人
	2154人／919人

	年度資訊化支出
	90,039
	104,327
	209,176

	1.軟體支出
	19,030
	67,518
	82,002

	2.硬體支出
	36,784
	46,351
	51,157

	3.網路通訊支出
	6,939
	8,945
	10,179


1.4
資訊化程度

目前大眾電腦資訊與網路事業群第二事業部，為了整合各工程單位間的資料流通方式，並加強與其ODM客戶之協同運作關係，因此著手開發一套試驗性質的產品資料管理系統（Product Data Management），並透過入口網站的方式讓使用者登入。此系統從民國九十年中開始，選擇與HP合作進行測試、上線等作業，涵蓋範圍包括產品品質管理以及文件管理等項目。此系統包括：協同驗證系統（Hardware /BIOS/Software e-Dashboard）、測試樣品管理系統（Material Control System）、產品問題管理系統（Global Bug List System）、Document Control FTP Sites。

2.
計畫內容

2.1
計畫目的

大眾電腦期望透過本計畫響應政府推動C、D、E計劃，利用本身擠身世界級ODM的地位，輔導並結合國入協力廠商，以協同設計平台資訊服務，凝聚全體系之研發知識與能力，創造台灣在PC製造業之世界級競爭力。

2.2
現有作業模式與瓶頸（As Is Model）
【表3-2-16】大眾電腦電子設計作業瓶頸

	作業項目
	作業瓶頸

	電子元件測試及承認
	供應商對於所提供之樣品測試狀態及不良的發生原因不能掌握，同時大眾電腦對於下單的日期及數量亦缺乏清楚規劃來讓供應商備料

	新舊料號處理
	一個供應商通常支援大眾電腦內部多個子事業部甚至不同的事業群，因此在跨事業部新舊料的同步確認上若缺乏效率必會造成一物多料號；更形成體系廠商的混淆及重工。

	規格型錄收集及比對
	當供應商提供新產品做為測試使用時，往往難以即時提供相對之產品資料、電子型錄供比對參考。

	標準設計圖面制定及使用
	供應商在提供新產品時，需同時提供電子設計圖面給硬體工作師做為繪圖參考及進行模擬訊號實驗，以建立研發統一


【表3-2-17】大眾電腦機構設計及系統整合作業瓶頸

	作業項目
	作業瓶頸

	有效率的溝通
	機構設需要大量的溝通，包括文件圖面的往返、進行設計前的想法、對問題的討論等，都是耗費時間的工作。通常需要更改設計的原因不外乎生產製造的限制（Design for manufacturing）、突發性的成品品質不良，以及更換系統整合元件供應商（如光碟機）等狀況。

	文件管理控制
	文件管理控制一直是專案進行效率的關鍵因素，文件版本繁多且檔案資料量大，造成傳輸上的困擾及瓶頸。


【表3-2-18】大眾電腦產品驗證及物料管理作業瓶頸

	作業項目
	作業瓶頸

	測試規格訂定
	測試前規格及計畫的制定是驗證結果是否具有意義的關鍵因素，通常詳細測試計畫的制定需要三至五天的時間；而一個ODM專案需要三個以上的研發循環，因此如何加速測試前規格及計畫的制定是一項瓶頸。

	樣本管理及資源分配
	在測驗樣本有數量限制下，如何有效率地運用及排程以便完成多項測試工作是專案效率的關鍵。因此對於每一個樣本的測試歷史資料的記錄更是之後問題回歸分析的依據。

	問題回歸分析
	測試後的問題回歸分析及比對產品不良的歷史資料等兩項作業是研發單位運用知識管理的具體表現。在上市日期的壓力下，能否及時歸納出不良品的原因是衡量日後設計變更所造成損失的關鍵指標。

	歷史資料比對
	


2.3
預期作業模式（To Be Model）

為實現協同設計平台功能，本計畫共提案三個資訊服務模組為協同設計平台供體系使用。分別為「技術及規格整合系統」（Tech & Spec Matching System）、「協同驗證系統」（Joint-Qualification Dashboard）、「新產品協同工作系統」（NPI Collaboration Workflow Engine），並在後端架設功能完善之產品資料系統（Collaboration Product Development Platform）做為其資料處理之骨幹。

2.4
電子化做法與系統架構（包含功能說明）

(1)
技術及規格整合系統（Tech & Spec Matching System）：為實現先期投入研發設計及化被動為主動之ODM模式、建立體系虛擬整合社群，在未接獲訂單前分享市場資訊及研發方向為必要的工作，系統設計理念為整合國內研發能力，及早推出成熟之系統供國外採購客戶選擇下單，以爭取時效、搶攻國際市場。系統主要的功能為：交換體系內Roadmap、早期收集零組件及電子元作之規格資料、以及交換市場預測資料。

(2)
協同驗證系統（Joint-Qualification Dashboard）：在產品研發過程中，產品驗證牽涉層面最廣、流程也最為複雜，且因產品上市的目標日期具時效性，因此驗證時程也最受壓縮，本系統設計理念是以透明度高及整合性強之產品驗證環境，在產品驗證過程中提供完整之資訊，以提高國外採購大廠對體系產品之信心程度及下單意願。系統主要的功能為：由技術及規格整合系統內選出合用之產品並升級為工程樣品以進入驗證程序、提供驗證過程之狀態及不良描述以供協同設計參考及簡化廠商間之溝通。

(3)
新產品協同工作系統（NPI Collaboration Workflow Engine）：針對跨體系供應商之作業特性，設計此系統達到整合性工作分派及回報機制的建立，提高專案過程中工作管理之效率，以增力國外採購大廠對體系在專案管理之信心。系統主要的功能為：針對Roadmap及Joint-Qualification Dashboard使用上對「人力資源管理」不足之處做為補強、另扮演在專案生命週期中對於各項問題提議及討論之標準管道及共享平台。
2.5
Business Model與Process Model的改變

2.5.1 Business Model的改變

大眾電腦整合內部研發資源，依照內部市場調查之定義產品技術路程圖（Roadmap），並積極開發標準主機板產品來支援各式各樣ODM市場需求；同時也必須組織內供應商，在未接獲訂單前先前投入研發設計，以及早推出成熟之系統（complete system）供客戶選擇下單。由傳統接單之被動ODM模式轉變成為主動提案生產之ODM模式。
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【圖3-2-14】大眾電腦的協同設計Business Model

2.5.2 Process Model的改變
【表3-2-19】大眾電腦process model的改變

	ODM模式之改善

	大眾電腦研發部
	以同步工程概念改善研發流程，並建立標準產品規格以減化因特殊及臨時規格變更而造成之品質不良

	生產工廠
	能夠在一定的前置時間前觀測研發之測試狀態及完成進度，對於其備料及採購作業皆能做為參考

	客戶
	依市場預測而變更零組件清單時能參考新物料之資料收集完成度；舊物料之測試狀態、庫存數量、及測試歷史資料作為其決策參考

	協同研發供應商
	工程單位能在產品經選用後於第一時間被通知並提供協助，並能確認體系內使用之更新為正確的版本

	協同物流協力商
	減少認料及回送；提高物流效率


2.6
參與協同設計的夥伴

【表3-2-20】大眾電腦E計畫中參與協同設計的夥伴

	協同方式
	家數／廠商

	
	客戶
	供應商
	合計家數

	設計流程互動

（AP-to-AP）
	
	
	

	
	
	
	

	設計資料共享或交換

（Web-Based）
	2↑
	25
	27↑

	
	New HP、Intel及若干美、日二線品牌客戶
	電子設計（IHV）20家、機構設（IMV）4家、BIOS設計（ISV）1家
	

	合計家數
	2↑
	25
	27↑


2.7
預期效益

2.7.1 非量化效益
【表3-2-21】大眾電腦E計畫非量化效益

	非量化效益項目
	說明

	物流效率的提昇及購料差價的損失
	產品的標準化可以有效減少客制化的程度及設計變更的次數，對於產品的穩定性及品質皆能做更完善的控制。同時更能避免因設計不良所導致的物品回送及重工（rework），因此對物流效率的提昇有絕對的幫助。另外物流效率的提昇，對於PC內高單價且價格變動快的零組件也能避輕購料差價的損失。

	溝通效率的提昇
	對內進行組織再造統一溝通窗戶口；對外則提供資料交換的模式及工具平台有效提昇溝通效率。以電子零組件具體而言，大量的選擇能以統一的物料清單系統展現對國際ODM客戶而言是減輕資料收集負擔的管道

	國內業界的國際曝光度
	同時國內零組件廠商之產品也能藉由大眾電腦提供之即時化物料清單系統，增加對國際ODM客戶推廣的機會及降低廣告成本。

	國際ODM客戶對台灣代工體系之依賴度
	本計畫提出之三項資訊模組可以涵蓋ODM產品早期投入設計之需求，也會成為大眾電腦與ODM客戶製定新產品規格時所必備的工具。藉由此種資訊化的服務不但可以成功地提昇台灣產業整體商譽，更能加深ODM客戶對台灣代工體系之依賴度。


2.7.2 量化效益
【表3-2-22】大眾電腦E計畫整體量化效益

	關鍵績效指標項目
	現值
	目標值
	改善效益

	標準主機板再客制化研發至系統試產時間
	4個月
	3個月
	研發流程縮短25%

	工廠生產不良率
	2.0%
	1.8%
	節約49,790仟元（每年）

	設計變更次數（平均每MB專案）
	8次
	6次
	降低25%（每專案）

	產品不良修正（close bug）時間
	平均16天
	平均12天
	時效節約25%

節約5,315仟元

（每年，每客戶）

	模組化設計程度
	每年0件
	每年8件
	節約6,460仟元（每年）

	產品專利數目
	每年22件
	每年33件
	專利數提高50%


2.8
關鍵績效指標

【表3-2-23】大眾電腦E計畫關鍵績效指標

	KPI
	衡量頻率
	現況
	目標值

	標準主機板再客制化研發至系統試產時間
	月
	4個月
	3個月

	工廠生產不良率
	%
	2.0%
	1.8%

	設計變更次數（平均每MB專案）
	次
	8次
	6次

	產品不良修正（close bug）時間
	天
	平均16天
	平均12天

	模組化設計程度
	件
	每年0件
	每年8件

	產品專利數目
	件
	每年22件
	每年33件


3.
E計畫導入的功能項目

【表3-2-24】大眾電腦E計畫導入的功能項目

	系統功能分類
	導入功能項目名稱
	功能深度

	Design Activities
	Part Sourcing
	
	

	
	Industrial Std. Part
	
	

	
	Internal Existing Part
	
	

	
	External Existing Part
	
	

	
	Part/Component/Spec
	
	

	
	Design BOM
	協同驗證系統─樣本管理、產生產品規格文件、物料清單（BOM）（I,C,S）
	

	
	Design Diagrams
	
	

	
	Engineering Change
	
	

	
	Design Change Mgt.
	技術及規格整合系統─技術資訊及產品規格交換（I,C,S）
	

	
	Engineering Change Mgt.
	新產品協同工作系統─設計變更轉移（I,C,S）
	

	
	Customer Request
	技術及規格整合系統─登錄市場預測資訊（I,S）

技術及規格整合系統─產品技術流程圖供客戶選擇下單（I,C）
	

	Supporting Activities
	On Line Collaboration
	
	

	
	Design Process/Control
	技術及規格整合系統─訂定產品規格（I,C,S）

新產品協同工作系統─工作管理（I,C,S）
	

	
	Diagrams Mgt.

Documents Mgt.
	協同驗證系統─電子文件收錄（I,C,S）
	

	Infrastructure
	Diagrams Integration
	
	

	
	ERP and PDM Integration
	
	

	
	Design Process/Control
	
	


4.
E計畫所獲得的價值

【表3-2-25】大眾電腦E計畫所獲得的價值

	價值分類
	對應之KPI
	價值深度

	Primary Value
	Lower product costs throughout the total life cycle
	工廠生產不良率
	

	
	
	設計變更次數（平均每MB專案）
	

	
	
	模組化設計程度
	

	
	Better product quality
	工廠生產不良率
	

	
	
	設計變更次數（平均每MB專案）
	

	
	Shorter time-to-market
	標準主機板再客制化研發至系統試產時間
	

	
	
	設計變更次數（平均每MB專案）
	

	
	
	產品不良修正（close bug）時間
	

	
	
	模組化設計程度
	

	Derived Value
	Early Involvement
	
	

	
	Joint Decision Making 
	
	

	
	Relationship Improvement 
	
	

	Potential Value
	Innovation Quality
	
	

	
	Innovation Numbers
	產品專利數目
	

	
	Access to New Technology & Complementary Skills 
	
	


（四）大同

1.
公司背景介紹

1.1
產業別與公司規模

(1)
創立於民國七年，早年以營造業起家

(2)
三十八年進入家電業及重電機業

(3)
七十年跨入資訊業，逐步發展為涵蓋重電、家電、電子、通信、化工、機械、自動化設備、資訊、光電、半導體、映像管以及各種電子零組件等產品之綜合工業公司，目前朝資訊家電、網路等高科技及軟體領域發展。

(4)
現有三萬六千同仁，三十萬股東

(5)
年營業額達新台幣一千七百億元

(6)
股價:8.4元（92/9/30）

1.2
主要營業項目、顧客、市場狀況

(1)
資訊產品：個人電腦、網路電腦、顯示器、資訊家電。

(2)
家電產品：視聽家電、一般家電。

(3)
重電產品：變壓器、配電盤、發電機、馬達。
【表3-2-26】大同之市場狀況
	
	89年
	88年
	87年

	資訊
	內銷
	2,958,833
	4,861,810
	1,957,602

	
	外銷
	63,591,782
	39,229,263
	22,737,689

	家電
	內銷
	5,167,792
	5,608,733
	8,129,807

	
	外銷
	318,230
	362,975
	517,824

	重電
	內銷
	8,506,761
	8,362,287
	7,458,971

	
	外銷
	818,086
	983,480
	1,213,921


1.3
財務狀況
【表3-2-27】大同之財務狀況
	
	89年
	88年
	87年

	資本額
	40,000,000
	36,764,000
	33,422,000

	總營收
	84,539,446
	61,477,348
	42,621,544

	內外銷比率
	22.7%
	32.5%
	41.9%

	
	77.3%
	67.5%
	58.1%

	獲利率
	  4.17%
	  7.54%
	  -1.03%


1.4
資訊化程度

近三年重大資訊化支出：

(1)
建立全球運籌管理系統、海外公司（包括美國墨西哥加拿大荷蘭）導入JDE One-World ERP & EDI（海外廠區與OEM客戶之EDI連線）系統，兩項花費約新台幣1.5億。

(2)
Y2K因應，約新台幣1.2億。

(3)
建立全球電子化供應鏈管理系統，花費約新台幣1.3億。

2.
計畫內容

2.1
計畫目的

(1)
研發單位PDM系統之連結

(2)
網路頻寬升級

(3)
協同作業流程再造

(
內部:串聯並行

(
外部:早期參與，協同作業

(4)
與ERP進行整合

(
將PDM，BOM的資料轉檔至ERP中

(5)
建構協同開發的Portal

(
非同步:Browsers

(
同步:NetMeeting
(
大同共用零件資料庫台灣共用零件資料庫
2.2
現有作業模式與瓶頸（As Is Model）

(1)
目前的PDM系統應用範圍僅限於大同公司，無法延伸到客戶或協力廠商

(2)
利用網際網路資訊分享

(3)
ECN（工程設計變更）、共同修改2D/3D面圖

(4)
協力廠商設計開發時所使用的系統不一，必須加以整合

(5)
如何串聯客戶、公司與協力廠商之間的即時連動協同設計，資料維持一致性
[image: image27.wmf]
【圖3-2-15】大同之As Is Model
2.3
預期作業模式（To Be Model）

[image: image28.wmf]
【圖3-2-16】大同之To Be Model
2.4
Business Model與Process Model的改變

2.4.1 Business Model的改變

(1)
IA64專案
[image: image29.wmf]Idea & 

Req

CD

DB

SI

PV

MV

MP

•

Marketing

•

Product 

Management

•

Product 

Development

•

Procurement

•

Quality

•

Manufacturing

•

Quality

HP

大同公司


【圖3-2-17】大同之OEM Model
(2)
Mira專案
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【圖3-2-18】大同之CDM Model
2.4.2 Process Model的改變

(1)
過去做法
(
大同設計工程師進行設計工作及設計變更，與客戶及協力廠商透過ftp進行單向溝通
(2)
未來做法
(
大同公司設計工程師與客戶及供應商均可依據權限對專案進行設計及變更，其檔案可進行同步即時更新，並保留設計變更記錄

(
大同公司台灣總部設計工程師可與國外客戶進行跨時區全球２４小時協同設計。

(
大同公司設計工程師與客戶及供應商，可進行線上即時雙向溝通。

2.5
參與協同設計的夥伴
【表3-2-28】大同E計畫中參與協同設計的夥伴
	協同方式
	家數／廠商

	
	客戶
	供應商
	合計家數

	設計流程互動

（AP-to-AP）
	4
	6
	10

	
	H,HI,V,N公司
	華通等
	

	設計資料共享或交換

（Web-Based）
	0
	50
	50

	
	無
	華通等
	

	合計家數
	4
	56
	60


2.6
預期效益

2.6.1 量化效益

【表3-2-29】大同E計畫量化效益–IA64

	IA64／績效名稱
	定義（計算方式）
	目標值

	(1) 產品開發時間
	案子開始至量產時間
	12個月(8個月

	(2)
專利產能
	年專利取得件數
	0件(5件

	(3)
設計不良或誤之變更次數
	依機種別統計BOM鎖檔後設計不良或誤之變更次數
	4次(1次

	(4)
協同產品設計應用客戶數
	將同樣之協同開發推展到客戶
	1件(2件


【表3-2-30】大同E計畫整體量化效益–Mira

	Mira／名稱
	定義（計算方式）
	意義
	目標值

	新產品貢獻率
	
[image: image31.wmf]總營收

新產品的營收


	公司創新程度
	45%

	專利產能
	年專利取得件數
	無形效益
	50件

	自行開發比率
	
[image: image32.wmf]研發專案總數

自行研發專案數


	新產品的自主性
	80%

	平均研速度
	
[image: image33.wmf]無同步開發總天數

實際開發總天數


	同步研發程度
	85%

	工程變更成本
	
[image: image34.wmf]天數
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	同步化程度
	1.2

	設計品質
	
[image: image35.wmf]專案工程變更總數

量產後工程變更次數


	源流管理能力
	<5%


2.7
關鍵績效指標
【表3-2-31】大同E計畫整體關鍵績效指標
	KPI
	衡量頻率
	現況
	目標值

	縮短產開發時程
（Time To Market）
	年
	合作廠商間缺乏協同開發之觀念
	15％

	降低開發成本
	年
	重工
無效ＥＣＮ
圖檔不可再使用
人力無法充分使用
	10-15％

	外部失敗成本
	年
	ＥＣＮ次數多

聯繫次數多
	10-15％

	連線家數
	年
	以FTP，電子郵件傳遞，造成不完整及遺失
	4家客戶、6家第一類供應商、50家第二類供應商

	連線深度
	次
	無連線動作
	6家第一類供應商，CAM圖檔轉成CNC程式檔或HTTPS直接連接Pro-E intralink讀取圖檔

	提昇協同開發能力與國際競爭力
	專案
	體系未形成
	形成研發設計協同作業體系


【表3-2-32】大同E計畫個別計劃之關鍵績效指標

	KPI
	定義
	IA64
	MIRA

	
	
	現況
	目標值

	各產品開發專案花費時間（早期參與協同設計）
	專案啟動至產品量產出貨
	12個月
	8個月

	專利產能（創新能力）
	年專利取得件數
	0
	5

	設計不良或失誤之變更（早期參與協同設計）
	專案統計BOM鎖檔後設計不良或失誤之變更次數
	4
	1

	協同產品設計應用客戶數
	協同設計作業推展到客戶家數
	1
	2


3.
E計畫導入的功能項目

【表3-2-33】大同E計畫導入的功能項目

	系統功能分類
	導入功能項目名稱
	功能深度

	Design Activities
	Part Sourcing
	
	

	
	Industrial Std. Part
	
	

	
	  Internal Existing Part
	Re-Use Manager (I,C,S)
Attribution Management (I,C,S)
Supplier Management (I,C,S)
	

	
	  External Existing Part
	Re-Use Manager (I,C,S)
Attribution Management (I,C,S)
Supplier Management (I,C,S)
	

	
	Part/Component/Spec
	
	

	
	Design BOM
	M/I Management (I,S)

BOM Management (I,S)
	

	
	Diagrams
	
	

	
	Design Diagrams
	IntraLink Server (I,S)

Graphic Server (I,S)
	

	
	Engineering Change
	
	

	
	Design Change Mgt.
	Change Request (I,C,S)
Change Order (I,C,S)
Change Activity (I,C,S)
	

	
	Engineering Change Mgt.
	Change Request (I,C,S)
Change Order (I,C,S)
Change Activity (I,C,S)
	

	
	Customer Request
	Change Order (I,C,S)
	

	Supporting Activities
	On Line Collaboration
	WindChill Server (I,C,S)
	

	
	Design Process/Control
	Project Management (I,S)

BOM Life Cycle (I)
WorkFlow (I)
	

	
	Diagrams Mgt.
	IntraLink Server (I,S)

Graphic Server (I,S)
	

	
	Documents Mgt.
	Work Flow (I)
	

	Infrastructure
	Diagrams Integration
	IntraLink Gateway (I,S)

Product View (I,S)
	

	
	ERP and PDM Integration
	
	

	
	Design Process/Control
	BOM Life Cycle (I)
	


4.
E計畫所獲得的價值

【表3-2-34】大同E計畫所獲得的價值

	價值分類
	對應之KPI
	價值深度

	Primary Value
	Lower product costs throughout the total life cycle
	降低開發成本
	

	
	
	降低開發成本
	

	
	
	外部失敗成本
	

	
	Better product quality
	
	

	
	
	
	

	
	Shorter time-to-market
	縮短產品開發時程
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Derived Value
	Early Involvement
	縮短產品開發時程
	

	
	
	降低開發成本
	

	
	Joint Decision Making 
	縮短產品開發時程
	

	
	
	降低開發成本
	

	
	Relationship Improvement 
	連線家數
	

	
	
	連線深度
	

	Potential Value
	Innovation Quality
	專利產能
	

	
	Innovation Numbers
	專利產能
	

	
	Access to New Technology & Complementary Skills
	專利產能
	


（五）惠普
1.
公司背景介紹

惠普公司在1939年成立於美國加州矽谷，康柏電腦公司在1982年成立於美國德州休士頓市。新惠普公司由惠普公司與康柏電腦公司於2002年合併而成。

1.1
產業別與公司規模

新惠普為全球消費性暨商用科技產品，與解決方案與服務領導供應商。積極透過各種資訊基礎設施、個人運算存取裝置、全球電子化服務、影像及列印技術，以協助個人與企業用戶創造更大利益。新惠普公司於2001會計年度營收總計達817億美元，目前惠普在全球大約有145,000名員工，業務範圍與服務遍及全球160餘個國家。

新惠普總部設於美國加州Palo Alto，由Carleton S Fioirna以董事長暨執行長之姿，帶領新惠普積極推動商業價值的技術與服務。新惠普主要分為四大核心事業群：(1)企業系統事業群（Enterprise System Group; ESG），主要提供企業IT基礎暨夠的關鍵技術，以協助提昇企業的靈活營運；(2)影像暨列印事業群（Imaging & Printing Group; IPG），提供個人與商用領域的列印暨影響解決方案，目前著重於數位出版和數位影響之推展；(3)HP服務事業群（HP Service; HPS），主要協助顧客從其IT投資中實現可觀的商業價值；(4)個人系統事業群（Personal Systems Group; PSG），主要為家用與商用提供簡單、可靠，和經濟的個人數位化解決方案與裝置。除了這四個事業群之外，還包括惠普實驗室，世惠普的中央研究機構，其任務是為公司的未來不斷發明創新，與先進且具突破性的技術。台灣分公司的架構也是由四大事業群組成。

1.2
主要營業項目、顧客、市場狀況

新惠普的主要營業項目包括：(1)基礎架構解決方案；(2)IT服務；(3)數位影像；(4)數位出版；(5)行動應用。

新惠普公司合併之後，將發揮兩家公司在點腦資訊產業的協力優勢：

(1)
全球Windows和UNIX伺服器第一

(2)
全球企業儲存裝置第一

(3)
全球影響和列印第一

(4)
全球個人電腦第二

(5)
全球管理軟體第一

(6)
業界IT服務廠商第三

1.3
資訊化程度

原惠普公司在電子化方面有四大專案，包括：(1)e-Mercury，進行採購訂單下單、確認，與出貨預測等流程，可透過keyChain資料交換平台與HP的體系廠商作即時資料的傳輸與分享，縮短從下單至出貨的週期時間及降低交易成本。(2)e-SMI，為供應商庫存管理系統，為一internet-enables的系統，可同時支援不同事業群的業務需求與流程模式。(3)e-Bazzar，將線上境keyChain平台上，可作線上交易買賣。(4)BuyPower，此系統可使HP的採購能隨時作實際／合約採購數量的比對、交期，與品質的掌控，以及取得較好之價格與條件。

原康柏公司的電子化系統包括供應鏈規劃相關系統、ERP系統，以及B2B協作系統等。在這些系統中，執行的功能包刮：需求規劃、供給規劃、產品生命週期規劃、供應商協同作業、客戶協同作業、訂單管理、工廠生產規劃、運輸管理與最佳化、製造管理等。而康柏公司參加B計劃時的台威計劃，主要目的便是將供應商順利與內部各協作系統串聯。

2.
計畫內容

此計畫包括一個C計劃（供應鏈金流管理系統）、兩個D計劃（全球物流管理，與全球庫存管理系統），以及一個E計劃（全球設計協作系統），本文僅針對E計劃進行說明。

2.1
計畫目的

計劃協助台灣供應商進入惠普的設計協作體系，以幫助台灣共效率的管理產品研發資訊，改善資訊交換與處理流程的效率，進一步將台灣供應商與HP的業務關係，由代工夥伴提升為參與產品研發的策略夥伴。

因此透過此計畫，將建立設計協同管理平台，整合HP與供應商的設計協作作業流程，以大幅提升雙方設計效率，除此之外，惠普將在此一研發管理體系架構上和台灣的供應商進行多項研發計劃，其中Server產品部分，有兩項重要計劃由台灣供應商執行：(1)系統Firmware設計的技術轉移；(2)系統可靠度設計模擬的技術轉移。

附屬於這個計劃另一項主要工作項目是「在台灣成立研發中心」，主要將惠普新加坡、日本、韓國、美國等的相關活動移到台灣執行，未來研發中心的設立將可為台灣帶來的預期效益有：(1)設計的Know-How將可根留台灣；(2)加速Time to Market；(3)全面性帶動並提昇產品研發技術。

2.2
現有作業模式與瓶頸（As Is Model）

惠普依參與產品設計的程度將供應商分為：OEM、ODM1、ODM2等三大類。依照惠普的產品設計流程，OEM、ODM1，與ODM2的參與階段皆不相同，如圖3-2-19。
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【圖3-2-19】惠普之As-Is Model

在傳統的OEM設計協作體系中，惠普負責產品研發而台灣供應商負責生產製造，因此惠普所負責的階段從Concept Design Stage開始到Product Validation Stage為止，最後由惠普決定產品的衰退期EOL（End of Life）。而Supplier則從Product Validation Stage開始參與，待一切模組測試完成manufacture validation，新產品即可量產上市Ramp/MP。故台灣供應商只負責生產至側，無須研發能力。

在ODM1設計協作體系中，由惠普負責市場行銷，台灣供應商負責研究開發與生產製造。因此惠普所負責的階段從Concept Design Stage開始到Product Validation Stage為止，最後由惠普決定產品的衰退期EOL（End of Life）。而Supplier則從Design Stage開始參與，待一切模組測試完成manufacture validation，新產品即可量產上市Ramp/MP。
在ODM2設計協作體系中，由台灣供應商歸納市場行銷訊息後，台灣供應商主導研究開發與生產製造。因此惠普只在Design Stage進行局部修改，再經過System Integration的軟硬體的整機測試之後，繼而進行PV & MV的測試，接著則交給台灣供應商繼續進行，最後由惠普決定產品的衰退期EOL（End of Life）。而Supplier承攬新產品的研發、設計，直到新產品雛形進入DB階段才由惠普接手，最後由Supplier繼續MV階段，以進入量產。在此模式中，惠普的研發與設計比立即低，仰賴台灣供應商研發技術與創新，來搶市場先機。

但在現有的模式中，因為雙方的進度協調掌握、資料轉換、資料管理、設計變更等皆無效率，因此需要有一可行的解決方式，以增加產品設計協作過程的效率。

2.3
預期作業模式（To Be Model）

惠普計劃建置設計協作管理平台，除了簡化設計協作的人工作業，並整合惠普與供應商之間的設計協作作業流程，利用系統功能，建立一套24*7不受時空限制的產品開發繼志，以大幅提昇雙方設計協作效率。由於計劃的主要目標是提昇台歪供應商的設計協農曆，從產品的生命週期來看，從Idea的產生到產品結束的過程，惠普與台灣廠商一起協作，使台灣供應商從傳統強調生產製造，提昇價值鏈層次到較高的技術層次。因此將原本ODM1與ODM2推進到強調早期參與的CDM（Collaborative Design Model）模式，如圖3-2-20。


[image: image37.wmf]OEM

HP: Marketing, Design & Sales

Suppliers: Production

ODM1

HP: Marketing, Design & Sales

Suppliers: Design & Production

ODM2

HP: Marketing, Sales

Suppliers: Design & Production

Collaborative Design Model

•

Provide efficient cooperative environment

•

Supplier early design involvement

•

Taiwan suppliers take advantage of 

collaboration with HP

Methodology

•

Execute CDM business model

•

Integrate Design IT facilities

2002

Design 

Capability


【圖3-2-20】惠普之To-Be Model

在此模式之下，從Idea開始即與惠普協作，可以減少台灣供應商再研發十製作Mock-up與嘗試錯誤次數，降低開發成本。一般在CD、DB，與SI階段，購拓雙方早期的協作，則可以在PV、MV，與MP時節省7天到14天。因此，在協同設計平台的運作下，可以將進行資料標準化、流程標準化、PDM系統整合，以及知識分享等工作項目。

2.4
電子化做法與系統架構（包含功能說明）

此計畫的系統功能，如圖3-2-21，包括：

(1)
研發專案管理（Project Management）：透過電子化的傳簽作業、流程設定，與時程控管，可以進行專案管理的查詢、專案流程控管，以及專案進度回饋等功能。

(2)
新產品開發流程管制（New Product Management）：依據實際的產品開發流程，在系統中以設定的方式來制定其開發流程，例如測試樣品階段中建立新產品資料時，即可設定一個電子傳簽流程。經過此機制所執行的產品開發流程，將新產品資料轉入ERP系統中，真正作到資料完整性及便利性的建立功能。

(3)
料號、圖面，及文件管制（Document Management）：研發料件、成品、半成品、圖面，及文件資訊納入系統後，皆可進行版本控管，提供相關人員隨時查詢最新即時資料。
(4)
研發BOM料表管理（BOM Management）：可以在BOM架構下建構替代料號之間的線、紀錄每一版本的BOM表結構、查詢BOM變化的歷史資料、BOM差異表、成本報表、甚至可轉入ERP系統中。
(5)
新料件的產生管理（New Part Process Management）：整個新料件的申請流程，橫跨了研發、採購、供應商及內部相關驗證單位，利用電子傳簽方式，可以將整個流程進行串聯控管。透過系統整合功能，將發行的料件資料轉入ERP系統中。
(6)
ECO/ECN工程變更流程（Engineering Change Management）：包括ECR、ECO，與MCO流程。透過電子會簽方式，可以加速文件簽核的速度，與節省作業時間及降低因為用錯料件所造成的作業成本。

(7)
問題修正追蹤流程管理（Bug Management）：產品上的問題皆可納入管理中，可以控管所有問題點的處理狀況。同時，企業亦可保存問題處理的經驗傳承。


[image: image38.wmf]Approved 

Manufacture 

List

Bills of 

Materials

Publication Content to Supply

-

Chain Partners

Test 

Instructions

Manufacturing 

Instructions

Software 

Components

Components 

Parts

Assembly 

Drawings

New Product 

Management

Project 

Management

Engineering 

Change 

Management

Document 

Management

New Part 

Process 

Management

Bug 

Management

Rule

-

Based Product Content Management


【圖3-2-21】惠普之Design Collaboration Functional Overview

在系統架構方面，將分為Supplier with PDM system與Supplier without PDM system等兩種作業類型。若是供應商有PDM系統，則會採用Application-to-Application的方式進行系統連結。透過系統整合的方式直接傳送資料給對方資料。資料交換的格式可以是研發設計的的共同標準PDX格式，或是自訂的XML格式和flat file格式。資料傳送的方式則利用最新的B2Bi連結方式與不同的供應商連結，包括HTTP/HTTPS、FTP、SMTP、SOAP、Message Queue等Internet傳輸協定。

若是供應商沒有PDM system，惠普會提供具備thin client與瀏覽器介面的軟體給供應商使用，透過Internet的方式連結到惠普的PDM系統，資料傳遞會利用數位加密與數位簽章的安全機制來保證資料交換的不可否認性與安全性。

2.5
Business Model與Process Model的改變

惠普與台灣供應商之間的合作模式從OEM、ODM1，以及ODM2轉變為CDM，希望能透過台灣供應商的Early Involvement，於Concept Design階段就與惠普密切溝通與合作，可以加速產品開發的流程，也可以降低台灣供應商在研發時製作Mock-up與嘗試錯誤次數，以降低開發成本，更重要的是提昇台灣供應商的設計能力，CDM營運模式如圖3-2-22。
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【圖3-2-22】惠普之CDM Business Model

幾種營運模式之間的差別在於新產品開發流程的涉入程度。CDM與OEM的主要差別在於在OEM營運模式中，如圖3-2-23，台灣廠商完全不參與設計，只負責製造，因此當惠普確定可以進入PV與MV階段時，台灣供應商才加入整個流程，因此台灣廠商在OEM的營運模式中不需要設計能力。
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【圖3-2-23】惠普之OEM Business Model
CDM與ODM1的主要差別在於台灣廠商是否參與市場需求與CD階段，在ODM1中，台灣廠商是在惠普科技決定Concept Design之後才開始參與。
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【圖3-2-24】惠普之ODM1 Business Model
CDM與ODM2的主要差別在於惠普是否參與市場需求與CD階段，在CDM中，惠普與台灣供應商皆從市場需求與CD階段開始參與，透過Early Involvement進行密切的產品開發協作。
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【圖3-2-25】惠普之ODM2 Business Model
2.6
參與協同設計的夥伴

(1)
Existing Design Collaboration Rollout

(
Portable–英業達、華宇、廣達

(
Desktop–大眾、華升、慧智

(
Commodity–致福、源興、中強光電

(
PCA–TBD
(2)
CDM Model

(
英業達、華宇、廣達、TBD

2.7
預期效益

2.7.1 非量化效益

因為此計劃的主要目的在帶動台灣的設計能力，因此在非量化效益部分，將分別說明惠普體系的效益以及台灣廠商的效益。

(1)
惠普體系的效益

(
提昇台灣供應商設計協作能力。經由設計協作系統的運作，台灣供應商可以在製造之外，增加產品設計此種高附加價值活動的比重。

(
減少產品設計開發的時間。基於設計協作系統的運用，雙方設計資料高度透明化，意見得以充分溝通，快速將產品進入市場。

(
降低設計發的物料成本。透過共用物件的使用，降低設計開發物料的成本。
(
即時交換設計資料。當台灣供應商的PDM系統與惠普完成整合，並各自經過內部設計流程處理之後，可以直接交換設計訊息，大幅縮短資訊傳遞時間，即時作雙向溝通。

(
系統化設計Know How的累積。建置完成的設計協作系統，將所有相關設計資訊存放在系統中，包括從設計觀念的產生至產品下市的整個過程，對於不同設計協作運作模式ODM與OEM提供不同階段的相關資訊，作有效的技術累積。

(
提供一套設計協作的標準作業程序。當雙方有一個共同程序可以遵循時，可大幅提昇工作效率，縮短作業時間。

(2)
台灣供應商的效益

(
產品開發流程自動化，增進研發效率，減少產品設計發的時間與成本。此計畫將提供一套設計協同標準作業程序，採用CDM模式，強調Early Involvement的協作模式，協助並輔導供應商建立自動化的產品資料管理系統。預期可以解決因人工作業而使得新產品溝通程序複雜且耗時的問題，同時增進供應商本身的產品資料管理能力，大幅提昇工作效率，縮短作業時間。

(
分享惠普產品開發資料庫。惠普將開放Knowledge Management System給參與協作的供應商使用。此一KM系統內容包括數十萬種零組件的規格與使用資料，讓供應商在開發新產品時，能多樣性的選擇適合的零組件並經由系統的協助，在眾多合格廠商中，考量功能、成本等因選出最佳的零組件。資料庫的開放可大幅提昇台灣供應商在設計開發的能力，進而帶動台灣創新力的提高。

(
提昇設計能力。透過實際協作的經驗及豐富資料庫的協助，台灣供應商可以提昇本身的設計能力，不但在惠普供應鏈中扮演更高附加價值的角色，也逐步促進產業轉型與升級，更進一步鞏固台灣資訊產業的國際地位。

2.7.2 量化效益
【表3-2-35】惠普科技E計畫之整體量化效益
	分類
	績效指標
	改善項目

	新產品開發與量產
	新產品開發時間
	零件的使用與尋找

研發流程作業時間

研發進度控管

與供應商之資料交換方式

產品設計分類與分析

管理研發品質減少工程變更

	ECO作業
	ECO作業時間
	研發流程作業時間

ECO的時效性

	研發成本
	研發成本
	物料

人工

費用


2.8
關鍵績效指標

【表3-2-36】惠普科技E計畫之關鍵績效指標

	KPI
	衡量頻率
	現況
	目標值

	新產品開發時間（從concept design階段發出RFQ開始到manufacture validation階段結束的時間）
	天
	ODM2 280天
	CDM 255天

	工程變更作業（ECO）時間（從研發單位發行ECO文件會簽，完成後送至文件管理中心，再由文件管理中心發文至各單位，且研發單位將ECO執行結果輸入系統為止）
	天
	8天
	4天

	研發新產品成本的節省（早期開發階段與惠普協作，由物料、人工、費用所節省的成本）
	%
	
	降低10%


3.
E計畫導入的功能項目

【表3-2-37】惠普科技E計畫導入的功能項目

	系統功能分類
	導入功能項目名稱
	功能深度

	Design Activities
	Part Sourcing
	
	

	
	Industrial Std. Part
	
	

	
	  Internal Existing Part
	
	

	
	  External Existing Part
	
	

	
	Part/Component/Spec
	
	

	
	Design BOM
	研發BOM料表管理（I, S）
	

	
	Diagrams
	
	

	
	Design Diagrams
	
	

	
	Engineering Change
	
	

	
	Design Change Mgt.
	
	

	
	Engineering Change Mgt.
	ECO/ECN 工程變更流程（I, S）
	

	
	Customer Request
	
	

	Supporting Activities
	On Line Collaboration
	
	

	
	Design Process/Control
	新料件的產生管理（I, S）
新產品開發流程管制（I, S）

研發專案管理 (I, S）

問題修正追蹤流程管理 (I, S）
	

	
	Diagrams Mgt.
	料號、圖面，以及文字管制（I, S）
	

	
	Documents Mgt.
	料號、圖面，以及文字管制（I, S）
	

	Infrastructure
	Diagrams Integration
	
	

	
	ERP and PDM Integration
	
	

	
	Design Process/Control
	
	


4.
E計畫所獲得的價值

【3-2-38】惠普科技E計畫所獲得的價值
	價值分類
	對應之KPI
	價值深度

	Primary Value
	Lower product costs throughout the total life cycle
	新產品開發時間
	

	
	
	工程變更作業（ECO）時間
	

	
	
	研發新產品成本的節省
	

	
	Better product quality
	工程變更作業（ECO）時間
	

	
	
	研發新產品成本的節省
	

	
	Shorter time-to-market
	新產品開發時間
	

	
	
	工程變更作業（ECO）時間
	

	Derived Value
	Early Involvement
	研發新產品成本的節省
	

	
	
	工程變更作業（ECO）時間
	

	
	Joint Decision Making 
	研發新產品成本的節省
	

	
	
	新產品開發時間
	

	
	Relationship Improvement 
	工程變更作業（ECO）時間
	

	Potential Value
	Innovation Quality
	
	

	
	Innovation Numbers
	
	

	
	Access to New Technology & Complementary Skills 
	
	


（六）華通

1.
公司背景介紹

1.1
產業別與公司規模

印刷電路板（Printed Circuit Board; PCB）為各項電子設備產品中的關鍵零組件，作為承載各電子元件及元件間訊息傳遞的媒介。華通電腦成立於民國62年，是國內第一家響應政府發展高科技策略性工業政策而集資設立之層印刷電路板專業製造公司，在國內印刷電路板產業不論是技術或是產能均居龍頭地位。

華通電腦公司基本資料如表一所示，目前主要生產基地除了桃園蘆竹廠外，民國78年成立美國猶他廠、民國84年成立大陸惠州廠各可提供每月三十萬與五十萬平方英呎的產能。民國88年成立桃園大園廠為半導體封裝基板產品的生產中心。在歐洲、美國、大陸、新加坡、馬來西亞均設有辦事處。

【表3-2-39】華通電腦（股）公司基本資料
單位：新臺幣仟元
	年

項目
	88年
	89年
	90年

	資本額
	5,624,358
	6,814,716
	8,250,786

	總營收
	12,964,961
	20,762,048
	15,869,136

	內外銷比例
	16%：84%
	7.8%：92.2%
	11.53%：88.47%

	直接成本
	10,169,553
	16,439,167
	14,463,488

	間接成本
	1,542,508
	1,357,696
	1,040,070

	獲利率
	9.66%
	15.46%
	6.48%

	人力

結構
	直接／間接人力
	3323人／726人
	3018人／661人
	4428人／ 838人

	
	資訊／非資訊人力

（僅間接人力）
	38人／686人
	38人／621人
	40人／838人


1.2
主要營業項目、客戶、市場狀況

華通電腦主要營業項目為PCB產品設計、生產製造與銷售。主要產品可分為電腦類、網路類、通訊類電路板、以及IC封裝用承載基板（IC Substrate）四大類。主要客戶大都是世界級大廠，各類產品線營收比重與主要客戶（如【表3-2-40】）說明如下：

(1)
電腦類產品：Dell、Compaq、廣達、宏碁科技、Sun Micro等40家；

(2)
網路產品：Cisco、Nortel、EMC、友訊、智邦等20家；

(3)
通訊產品：Nokia、Ericsson、Siemens、明碁、宏達等20家；

(4)
IC Substrate：Compay I、Company AT、Altera、矽品、AMKOR等10家。

【表3-2-40】華通電腦各類產品線營收比重與主要客戶

	產品
	營收比重
	主要客戶

	PC板
	Desktop 10%
	40%
	HPQ、DELL

	
	NB 40%
	
	廣達、仁寶、華碩、緯創、大眾

	
	Server 50%
	
	DELL、HPQ、微星、廣達、Sun、IBM、NEW

	手機板
	25%
	Nokia、西門子、BENQ

	網路板
	15%
	Cisco

	IC substrate
	15%
	Intel、ATI、Nokia、矽品


1.3
財務狀況

華通電腦最近五年之財務報表請參閱【表3-2-41】與【表3-2-42】。

【表3-2-41】華通電腦最近五年財務報表之一
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【表3-2-42】華通電腦最近五年財務報表之一

[image: image44.png]O RE REH
HUAEL : 37 6 I

F-£2ON 14762027 | 15869136 | 20762048 | 12964865 | 14706907
BEER 603375 1440014 4327734 2305816 4719994
BEHE (358 365) 399944 2970038 763,308 2473802
BRI RF 5 200,188 1335431 1526068 | 1099782 633786
BEIEARIAR 1590000 584 562 879,322 442 957 459,939
AEE RN 739177) | 1150813 | 3616784 | 1420133 | 3547649
AR R EE (1205745) | 1028226 3209504 1,188 294 2993 522
AT G 0 0 0 0 0
e H; G 11317 0 0 0 0
Gt FA e RRETEN o 0 0 0 0
FH dBE (194428) | 1028226 | 3209504 | 1188204 | 2903522
SRR @518 OT) .38 125 474 212 695





1.4
資訊化程度

華通內部資訊系統是採取分散式架構，各子廠擁有各自的技術服務、訂單管理、報價、生產、出貨、配銷、財務、人事等各系統。早期之電腦系統採用COBOL做為開發之工具，並由華通資訊工程部與外界顧問共同合作開發完成。民國86年開始導入Oracle財務模組，目前已導入之Oracle ERP系統包含財務、配銷、製造模組。

華通電腦對企業特性ERP系統之需求找國內軟體廠商來協助開發，如：人力資源管理系統、辦公室自動化、保稅工廠管理系統等；而企業特殊管理應用需求則儘量尋找package，否則即委外或自行開發，以web browser為主要之user介面，並結合異常警示（alert）、email之使用，以達自我管理、溝通之效率。

華通公司於民國89年1月至90年12月配合經濟部技術處推廣體系間電子化計劃（B計劃），華通帶領127家供應商做B2B電子採購系統與VMI（Vendor Managed Inventory）之管理機制，透過外界軟體廠商之支援建立華通電子化平台以Biz Talk與RosettaNet XML來建構與供應商之電子化流程與資訊交換之模式。目前已成功地與國際最大之CPU廠完成電子商務連結，在國內與明碁電通等重要客戶間，相關P/O等的傳遞已經自動化，並符合國際RosettaNet的標準運作。未來其他客戶若有相似之需求時，也能快速透過此機制來做資訊化連接。民國92年將積極籌畫與Nokia/HP等公司實施RosettaNet之電子商務建置。

2.
計畫內容

2.1
計畫目的

華通為了能夠提早與客戶在設計階段與其共同進行協同設計作業，將整個台灣PCB體系之競爭力與e化能力大幅提昇。這些想法的落實需要有適當的資訊系統來支援，從華通過去兩年執行經濟部技術處B計劃的經驗與成果，華通身為台灣PCB龍頭有這樣的責任與義務，要將整個體系的協同設計能力帶動起來，因此籌畫參與政府經濟部技術處之CDE計劃中之E與C計劃部分，以加速整個想法的實現，對整個台灣PCB產業更能發揮示範與標竿的正面影響。

2.2
現有作業模式與瓶頸（As Is Model）

華通目前只做到製程上的研發，並未真正做到與客戶一起協同設計，現行的作業模式如【圖3-2-26】所示。隨著國際競爭壓力的越來越大，華通無法單純的僅扮演好OEM的角色便能與其他世界廠商競爭。

[image: image45.png]comPeEca A4TBiz-Model

135 F ISR 6 flocal sales S MR RIS P 10
2 local salossf 18241 $ 418 740 SMBE A 03 T AR
3 O G TEREAETES

AHOI IR E It S M TR

Customer  LocalSaks  Plant  HGRED Pt Customer WV
Ctomer





【圖3-2-26】華通現行協同工程現況

在日益複雜的眾多產品線，參與體系的成員多、溝通頻繁、資訊冗長、變更亦繁多的現狀下，現行的研發設計與全球運籌作業無論從客戶到華通內部或是華通到廠商之間都是區域性的獨立運作，開發週期長、跨組織或企業間的溝通不易，而資訊的傳遞仍是以紙張和傳真方式傳遞，訊息傳遞緩慢且容易出錯，無法即時滿足客戶需求（Time to Customer or Time to Market），品質控管不良亦造成華通與體系廠商產品的重工或報廢，增加產品成本與客戶抱怨。華通目前在營運上所碰到的問題有：
(1)
不是客人的First Supplier，訂單價格低、需求無法確保、產品技術及規格受制於人。當現有製程技術與客戶新產品技術有差異時，新產品開發時間長，無法在客戶新產品生命週期的前期取得較高價格的量產訂單。客戶也不放心與華通進行共同產品開發。
(2)
產品開發時間長，無法及早拿到訂單；技術轉廠準備時間短，量產初期品質、良率、效率不佳，造成產品成本偏高影響獲利及客戶滿意。
(3)
各廠區彼此資訊不通透，重複的技術開發及產品開發造成無謂的成本浪費，而新技術開發的效益因此受限無法進一步發揮。
客戶在提供華通樣品訂單之前，多半已完成整個產品的設計，而客戶在產品設計時均有共同開發的電路板供應商，此供應商大多為美、日的技術領導廠商，因此華通在技術及規格上只能跟隨美、日主要競爭者。儘管華通量產能力、彈性及成本優於美、日的主要競爭者，技術能力也不差，但由於無法取代競爭者協同開發者的角色而無法突顯競爭優勢，為華通成為世界級領導廠商的一大障礙。近幾年客戶全球化的腳步愈來愈快，同時也要求華通全球供貨，因此產品開發資源的整合，產品技術的移轉及企業間的產品設計整合，成為在產品技術面上對全球化經營所需解決的一大課題。
華通為整合並解決因各廠區的差異所造成的產品問題投注大量人力、物力。但無論如何作仍免不了面臨作業效率及作業錯誤的問題，未來唯有將企業內的作業流程整合並電子化才有機會改善作業效率及錯誤機率，避免喪失商機。
2.3
預期作業模式（To Be Model）

在技術與市場快速演變的未來，華通必須透過組織的再造與流程的改革才能於在研發技術持續領先、主動提供客戶技術資源、並能協同客戶與廠商即時進行產品開發以獲取更高的市場佔有率與利潤。現以華通在FC IC基板產品發展的營運模式來說明：
2.3.1
現有CPU基板產品的營運模式
華通現有CPU基板產品的營運模式如【圖3-2-27】所示。在現有的模式中Company I設計、製造、封裝、Bumping及基板設計，在未來技術開發規劃（Technology Roadmap）及設計準則（Form Factor及Design Rule）的制定上均與日本的基板生產領導廠商Ibiden共同規劃，華通在前期的規劃上並無置喙的餘地，僅能根據規劃結果發展能配合生產的製程技術，同時因生產時程落後Ibiden三季，良率及製程改善的落後及原物料來源受制日商而無法突顯本身的競爭優勢，不但無法作較長期的資源規劃，也無法協助台灣的供應商共同進入FC基板市場，造成於產品世代交替時，營收及獲利隨之明顯的下滑，成為1999、2001二年的營收及獲利的波動的主因。
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【圖3-2-27】華通CPU Substrate營運模式
2.3.2 華通未來CPU及Chip Set基板產品的營運模式
華通未來在CPU及Chip Set基板產碞的因應策略如下：

(1)
鎖定FC IC基板產品，透過積極提升製程能力技術及產品設計能力迅速拉近與Ibiden的技術差異，先維持二季之內的差異，並帶領國內相關產業同步提升，具備與日本競爭者相同的能力，利用成本及彈性的計有優勢取得優於所有競爭者的市場佔有率。
(2)
透過華通積極建立產品設計能力及製程技術能力爭取其他半導體業客戶訂單，在CPU以外的FC IC基板市場也爭取高於其他供應商的市場佔有率。
(3)
以FC IC基板市場全球市場佔有率第一的地位，取代Ibiden成為IC基板的領導廠商，成為未來技術發展的主導者。
(4)
帶領台灣的相關產業，取代日本競爭者的地位，建立台灣整體產業的全球領導地位。
【圖3-2-28】說明華通的新的營運模式，希望在未來的CPU及Chipset FC基板的產品上透過Company I的策略性支持與設計及產品生產技術持續的發展，能取代Ibiden的地位，與Company I共同規劃未來技術需求，同時透過已開發完成的技術為基礎與Company I共同完成新產品設計準則後開發新產品，透過協同合作的Platform Development機制來縮短後續產品開發時間，同時利用Platform Development時與供應商的協同機制將台灣的供應商帶入高階基板產品市場。
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【圖3-2-28】華通CPU Substrate新營運模式
2.4
電子化做法與系統架構（包含功能說明）

華通欲透過資訊科技讓供應鏈間的資訊與活動透明化，使供應鏈中所有參與者都能進行更精確的預測與規劃，以更有效率的日常作業，達到較低的成本，較高的營業利潤。在本專案遵循國際標準UML設計分析格式與標準Protocol，以確保現有系統的可擴充性。在架構上尋求跨國性的解決方案，執行上重視國內特殊需求以及本土的IT事業夥伴。

本專案導入主要採用solution provider所提供之方法論eFinder做為基礎，步驟如【圖3-2-29】所示。由華通自行主導整個專案進度控管，步驟將循序漸進，優先導入電子商務領域中易產生成效的流程，例如：設計變更流程電子化。
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【圖3-2-29】華通電子化專案導入作法
本專案資訊系統架構如【圖3-2-30】所示，整體專案計畫分成A類與C類兩種。初步規劃對於客戶僅提出C類連線，在專案期間將著重於平台的建置。對於重要的三家供應商則考慮對重要的Work Flow做PDX連線。


[image: image49.wmf]圖五系統架構

 

 


【圖3-2-30】華通電子系統架構圖

2.5
Business Model與Process Model的改變

2.5.1 Business Model的改變
傳統台灣印刷電路板業者本身多不具製程開發能力，並無所謂的技術發展規劃，通常引進市場上發展成熟的製程技術，再靠工程或研發人員作細部的改善。因此，在技術上始終落後美、日廠商，特別是日本，可說是印刷電路板技術的發展搖藍及領導者。
華通因踏入FC-PGA（Flip Chip- Pin Grid Array）的領域，FC基板因為技術瓶頸及主要價值均在基板業者的身上，基板業者有機會透過服務的提供來增加本身的價值並確保未來的訂單。以上二點由單純的產品提供者轉變為服務的提供者，為客戶提供技術規劃、設計建議提供甚至於產品設計服務提供。華通以one stop shop為目標，如同大部分的服務業者一般，華通在與客戶溝通及協同服務的需求已遠超過台灣，甚至美、日同業的需要，在系統上則急需一個能滿足未來協同工作需求的環境工具來完成華通對未來的願景，並將整個產業帶到另一個境界，建立無可取代的優勢。
故本計畫的主要商業模式改變是將以往專注於跟隨先進廠商的技術以及內部製程的改善，透過與Company I合作的機會向上提升華通設計的能力，跨入技術領先廠商的行列。
2.5.1 Process Model的改變
本專案規劃改變的流程對於客戶主要著重於Early involvement，包含七個主要流程：

(1)
技術藍圖（Technology Roadmap）規劃：透過與華通的客戶、供應商、合作夥伴共同規劃在FC IC基板未來的產品技術需求，確保大家開發的方向一致，同時大家在技術開發上的投資也獲得進一步的保證。
(2)
New Form Factor & New Substrate Design：再由華通為客戶設計服務產品上，透過設計協同作業產生新的Form Factor並透過設計作業來驗證其可用性，不但可透過平台完成產品設計資訊交換並完成產品設計，同時將產品設計開發的經驗轉成Form Factor作為後續產品設計準則的一部份，以增加產品設計及開發效率。
(3)
Design Rule Check：在客戶本身負責設計的產品上，透過華通知識庫所提供的Form Factor及Design Rule引導客戶採用更具量產及成本效益的設計準則，來縮短產品開發時間、確保產品可靠度，並降低客戶、供應商及華通的成本。
(4)
Reuse Form Factor & Substrate Design：在華通提供客戶設計服務的產品上，利用知識庫提供已被驗證過的Form factor及Design Rule，由設計工程師選擇並完成整個產品設計流程，來縮短產品開發時間、確保產品可靠度並降低客戶、供應商、及華通的成本。
(5)
Substrate Design Review：透過由產品開發及量產經驗累積的知識庫及協同工程平台完成協同設計審核作業，提供客戶最佳的產品設計建議來及縮短產品開發時間，確保產品可靠度，並降低客戶、供應商及華通的成本。
(6)
Platform Development & Product Development：根據Platform的技術規劃透過協同工程平台的管理有效率的完成Platform技術的開發，並透過一個與I公司合作的新產品來驗證該Platform的技術，整個專案所產生的知識均將成為華通知識庫的主要來源。
(7)
Product Development：利用Platform的知識庫，在後續的產品開發專案上順利於最短時間完成產品開發，確保產品可靠度，並降低客戶、供應商及華通的成本。

2.6
參與協同設計的夥伴

參與本專案之協同設計之夥伴共28家，參與廠商與客戶之協同方式與家數如【表3-2-43】所示。

【表3-2-43】華通電子E計畫中參與協同設計的夥伴

	協同方式
	家數／廠商

	
	客戶
	供應商
	合計家數


	設計流程互動

（AP-to-AP）
	8
	3
	11

	
	包含Intel、Altera、TSMC、Megic、Ati、SPIL、Ddi等共8家
	松電工、長興、德聯
	

	設計資料共享或交換（Web-Based）
	0
	17
	17

	
	－
	伊希特化、東又悅等共17家
	

	合計家數
	8
	20
	28


2.7
預期效益

華通與IC半導體產業上、下游加工製造及原物料供應商協同合作，讓參與華通E計畫的下游IC設計客戶／IC代工業者／封裝業者／上游供應商與華通均能獲得效益。現就華通、供應商、下游客戶與協同廠商預期效益分別說明如【表3-2-44】、【表3-2-45】、【表3-2-46】。

【表3-2-44】華通電子E計畫預期效益評估
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【表3-2-45】華通電子E計畫對供應商的預期效益評估
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【表3-2-46】華通電子E計畫對客戶及協同廠商的預期效益評估
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2.8
關鍵績效指標

依前述之預期效益評估選出本專案之關鍵績效指標，這些指標之現值、導入後的目標與衡量方式如【表3-2-47】所示。

【表3-2-47】華通電子E計畫關鍵績效指標

	關鍵績效指標項目
	衡量頻率
	現況
	目標值

	產品設計週期
	天
	14
	10

	樣品製造週期
	周
	6
	4

	樣品合格率
	百分比
	60%
	85%

	樣品良率（Yield Rate）
	百分比
	25%
	65%

	樣品準時交貨率
	百分比
	0%
	85%

	First Article Acceptance首件檢查合格率（Testability）
	百分比
	80%
	90%

	Cpk（Manufacturability）
	
	0.88
	1.00

	ECO處理時間
	天
	5
	3

	平均DCN次數
	次
	4
	1

	平均ECN次數
	次
	7
	3


3.
E計畫導入的功能項目

【表3-2-48】華通電子E計畫導入的功能項目

	系統功能分類
	導入功能項目名稱
	功能深度

	Design Activities
	Part Sourcing
	
	

	
	Industrial Std. Part
	
	

	
	Internal Existing Part
	
	

	
	External Existing Part
	
	

	
	Part/Component/Spec
	
	

	
	Design BOM
	內容管理（版本控制）（I,S）
	

	
	Diagrams
	
	

	
	Design Diagrams
	內容管理（版本控制）（I,S）
	

	
	Engineering Change
	
	

	
	Design Change Mgt.
	Change Management (I,S)
	

	
	Engineering Change Mgt.
	Change Management (I,S)
	

	
	Customer Request
	
	

	Supporting Activities
	On Line Collaboration
	線上會議（I,S）

討論群組 (I,S）
	

	
	Design Process/Control
	專案管理（S）
	

	
	Diagrams Mgt.
	圖文管理（I,S）
	

	
	Documents Mgt.
	圖文管理（I,S）
	

	Infrastructure
	Diagrams Integration
	線上文件資料檢視（I,S）
	

	
	ERP and PDM Integration
	
	

	
	Design Process/Control
	Work flow (I,S)
	


4.
E計畫所獲得的價值

【表3-2-49】華通電子E計畫所獲得的價值

	價值分類
	對應之KPI
	價值深度

	Primary Value
	Lower product costs throughout the total life cycle
	樣品準時交貨率
	

	
	
	樣品良率（Yield Rate）
	

	
	
	CPK (Manufacturability）
	

	
	
	平均DCN次數
	

	
	
	平均ECN次數
	

	
	Better product quality
	樣品合格率
	

	
	
	樣品良率（Yield Rate）
	

	
	
	First Article Acceptance首件檢查合格率（Testability）
	

	
	
	CPK (Manufacturability）
	

	
	
	平均DCN次數
	

	
	
	平均ECN次數
	

	
	Shorter time-to-market
	樣品製造週期
	

	
	
	產品設計週期
	

	
	
	平均DCN次數
	

	
	
	CPK (Manufacturabili ty）
	

	
	
	ECO處理時間
	

	
	
	樣品準時交貨率
	

	Derived Value
	Early Involvement
	平均DCN次數
	

	
	
	產品設計週期
	

	
	
	樣品良率（Yield Rate）
	

	
	Joint Decision Making
	CPK (Manufacturabili ty）
	

	
	Relationship Improvement
	平均DCN次數
	

	
	
	ECO處理時間
	

	Potential Value
	Innovation Quality
	
	

	
	Innovation Numbers
	
	

	
	Access to New Technology & Complementary Skills
	
	


第四節　計畫綜合分析

根據上述六個個案的詳細說明，我們綜合從其營運模式的改變以及所產生的績效指標，以進行討論，最後再提出一些建議。
一、營運模式分析

大致上每個個案皆透過提早參與（Early Involvement）改變與與品牌商之間的合作關係，有些廠商是從OEM轉變為CDM合作關係，有些廠商則著重於原有合作關係的溝通協調效率，有些廠商則是ODM合作關係的改善。在OEM(CDM部分，包括：惠普科技希望將原有的OEM, ODM1, ODM2廠商轉變為CDM的合作模式，藉以提昇台灣廠商的技術能力；瑞軒與ViewSonic的關係、建準，以及大同公司的Mira專案，皆是將原有之OEM合作關係轉變為CDM的合作關係，從市場需求收集開始即與品牌商一起合作。大眾主要尋求ODM關係改善的部分，從ODM-1變成ODM-2，亦即從傳統接單之被動ODM模式轉變成為主動提案生產之ODM模式，也是以提昇技術能力為主。而華通、瑞軒與Apple的關係，以及大同的IA64專案則著重於原有合作模式的溝通協調之改善，因為原有作關係即為ODM合作模式，雙方的溝通協調機制非常重要，因此在E計劃中，則透過資訊科技的協助，發展各式的溝通協調機制，希望加速產品開發的效率以及降低成本。

這些個案的實際執行功能彙總表如【表4-1-1】與【表4-1-2】，除了Supporting Activities之外，在Design Activities部分也執行不少的改善功能。其中華通、瑞軒，以及大同因為有些部分著重於原有合作模式的溝通協調之改善，因此有些功能以建設Infrastructure為主。
【表4-1-2】系統功能綜合分析之二
	廠商

系統功能分類
	Tatung
	HP
	Compeq

	Design Activities
	Part Sourcing
	Industrial 
Std. Part
	　
	　
	　

	
	
	Internal Existing Part
	零件標準化／再使用之ReUse Manager (I,C,S)
	　
	　

	
	
	External Existing Part
	零件標準化／再使用之Supplier Manager (I,C,S)
	　
	　

	
	Part/ Component Spec
	Design BOM
	零件／BOM管理之BOM Management (I,S)
	研發BOM料表管理 (I, S)
	內容管理
(版本控制)
(I,S)

	
	
	
	零件／BOM管理之
M/I Management(I,S)
	　
	

	
	Diagrams
	Design Diagrams
	IntraLink Server (I,S)
Graphic Server (I,S)
	　
	內容管理(版本控制)(I,S)

	
	Engineering Change
	Design Change Mgt.
	ECN管理之
Change Request (I,C,S)
ECN管理之
Change Activity (I,C,S)
	　
	Change Mgt (I,S)

	
	
	Engineering Change Mgt.
	
	ECO/ECN
工程變更流程(I, S)
	

	
	Customer Request
	　
	ECN管理之
Change Order (I,C,S)
	　
	　

	Supporting Activities
	On Line Collaboration
	　
	　
	　
	線上會議(I,S)
討論群組(I,S)

	
	Design Process 
Control
	　
	專案管理(I,S)
零件/BOM管理之
Life Cycle/WorkFlow(I)
	新料件的產生管理 (I, S)
新產品開發流程管制 (I, S)
研發專案管理 (I, S)
問題修正追蹤流程
管理 (I, S)
	專案管理(S)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Diagrams Mgt.
	　
	IntraLink Server(I,S)
Graphic Server(I,S)
	料號、圖面，以及
文字管制 (I, S)
	圖文管理(I,S)

	
	Documents Mgt.
	　
	文件管理之WorkFlow(I)
文件管理之Life Cycle(I)
	料號、圖面，以及
文字管制 (I, S)
	圖文管理(I,S)

	Infrastructure
	Diagrams Integration
	　
	IntraLink Gateway(I,S)
Product View(I,S)
	　
	線上文件資料檢視(I,S)

	
	ERP and PDM Integration
	　
	　
	　
	　

	
	Design Process Control
	　
	　
	　
	work flow(I,S)


二、績效評估（KPI）

大致上除了大同之外，其他公司的KPI多集中在產生Primary Value部分，尤其是降低成本與縮短時間部分。而大同、惠普，與大眾的KPI也有反映在Derived Value，包括Early Involvemnet, Joint Desicion Making, Relationship Improvement等部分，主要認為在E計劃執行之後，不僅自身的技術能力提昇之外，在與合作夥伴之間的關係改善，也是一項非常重要的指標。大同、建準，與大眾等也很重視專利的產出，這主要反應自身技術能力的提昇，而且這些技術能力可以作為未來繼續進行研發的基礎，以提昇未來的競爭能力。而華通較為特別，因為其主要的計劃目標在於改善原有合作關係的協調與溝通機制與效率，但其產生的KPI不僅反映在Primary value部分，也反映在Derived Value，顯見活通認為在原有合作模式下的深耕是非常重要且有價值的。這些個案的KPI彙總表如【表4-2-1】與【表4-2-2】。
【表4-2-1】KPI綜合分析之一

	價值分類
	Amstran–對應之KPI
	Sunon–對應之KPI
	FIC–對應之KPI

	Primary Value
	Lower product costs throughout the total life cycle
	工程變更件數
	設計變更或工程變更次數
	工廠生產不良率

	
	
	研發失敗成本
	設計最佳化調整參與會議的人數與時間
	設計變更次數（平均每MB專案）

	
	
	零組件呆料
	交叉確認設計圖所付出的人力與時間
	模組化設計程度

	
	
	協同體系產品資料之再利用、加值及分享
	面對面討論的人數與次數
	

	
	Better product quality
	工程變更件數
	產品於試作階段之良品率
	工廠生產不良率

	
	
	
	設計變更或工程變更次數
	設計變更次數（平均每MB專案）

	
	Shorter time-to-market
	新產品上市時間
	回應客戶CPU散熱解決方案的時間
	標準主機板再客制化研發至系統試產時間

	
	
	新產品研發時間
	設計變更或工程變更次數
	設計變更次數（平均每MB專案）

	
	
	協同體系衍生機種研發時間
	設計最佳化調整參與會議的人數與時間
	產品不良修正（close bug）時間

	
	
	協同體系產品資料之再利用、加值及分享
	交叉確認設計圖所付出的人力與時間
	模組化設計程度

	
	
	工程變更件數
	
	

	Derived Value
	Early Involvement
	
	
	協同體系衍生機種研發時間

	
	
	
	
	協同體系產品資料之再利用、加值及分享

	
	Joint Decision Making 
	
	
	工程變更件數

	
	
	
	
	

	
	Relationship Improvement
	
	
	

	Potential Value
	Innovation Quality
	
	
	

	
	Innovation Numbers
	
	專利申請件數
	專利申請件數

	
	Access to New Technology & Complementary Skills
	
	
	


【表4-2-1】KPI綜合分析之二
	價值分類
	Tatung–
對應之KPI
	HP–對應之KPI
	Compeq–對應之KPI

	Primary Value
	Lower product costs throughout the total life cycle
	降低開發成本
	新產品開發時間
	樣品準時交貨率

	
	
	降低開發成本
	工程變更作業（ECO）時間
	樣品良率（Yield Rate）

	
	
	外部失敗成本
	研發新產品成本的節省
	CPK（Manufacturability）

	
	
	
	
	平均DCN次數

	
	
	
	
	平均ECN次數

	
	Better product quality
	
	工程變更作業（ECO）時間
	樣品合格率

	
	
	
	研發新產品成本的節省
	樣品良率（Yield Rate）

	
	
	
	
	First Article Acceptance首件檢查合格率(Testability）

	
	
	
	
	CPK (Manufacturability）

	
	
	
	
	平均DCN次數

	
	
	
	
	平均ECN次數

	
	Shorter time-to-market
	縮短產品開發時程
	新產品開發時間
	樣品製造週期

	
	
	
	工程變更作業（ECO）時間
	產品設計週期

	
	
	
	
	平均DCN次數

	
	
	
	
	CPK (Manufacturabili ty）

	
	
	
	
	ECO處理時間

	
	
	
	
	樣品準時交貨率

	Derived Value
	Early Involvement
	縮短產品開發時程
	研發新產品成本的節省
	平均DCN次數

	
	
	降低開發成本
	工程變更作業（ECO）時間
	產品設計週期

	
	
	
	
	樣品良率（Yield Rate）

	
	Joint Decision Making 
	縮短產品開發時程
	研發新產品成本的節省
	CPK（Manufacturabili ty）

	
	
	降低開發成本
	新產品開發時間
	

	
	Relationship Improvement
	連線家數
	工程變更作業（ECO）時間
	平均DCN次數

	
	
	連線深度
	
	ECO處理時間

	Potential Value
	Innovation Quality
	專利產能
	
	

	
	Innovation Numbers
	專利產能
	
	

	
	Access to New Technology & Complementary Skills
	專利產能
	
	


三、結論和建議

綜合本研究六個個案的分析發現，每一家廠商都能透過E計畫的執行，有效的和供應鏈上下游夥伴進行相當程度的產品協同設計，而在管理及營運模式上也可以看到一些根本性的改變。本報告提出以下幾點結論與建議：

(1)
所有廠商都能夠透過資訊科技的協助，與客戶及供應商之間行成緊密的合作模式，是值得肯定與支持的。如果台灣的製造商都能夠提早在設計階段即參與品牌商的設計，無論是在設計概念的形成階段，或是在確定產品可行性階段，對品牌商和製造商雙方都有很多好處。品牌商能得到更好的可生產性和可維護性（manufacturability, maintainability；DFX的概念），而製造商則可經由此階段的參與，而提高或確定製造階段的得標機會，甚至有機會能指定零組件的供應商。這種作法，在學理的依據上，稱之為提高雙方的「特用性投資」，達成更緊密的關係。

(2)
在E計畫的階段，焦點都放在資訊業，未來的輔導方式，可擴展推廣產業種類。不過，除了一些完全自有品牌的製造商之外，協同設計輔導計畫都必須包含與大型品牌商的提早參與、以及和供應鏈體系合作研發等兩方面的活動。

在電子化的過程中，如何能有一些比較好的模式參考，恐怕需要一些比較前瞻性的研究。過去政府的產業預算大多數都在技術的研究和廠商的輔導。但對前瞻性的經營管理研究卻相當缺乏，可能是未來值得思考的方向。這些前瞻性的研究，也應該可提出相對特定模式的合理績效評量方向（KPI的訂定指引）。
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� 資料來源：http://www.moea.gov.tw/~meco/dop/doc/9102.doc


� 資料來源：http://www.moea.gov.tw/~meco/cord/doc/achievement.ppt


� 資料來源：http://210.69.121.61/user/news/detail-1.asp?kind=1&id=2492


� 資料來源：http://www.moea.gov.tw/~meco/cord/doc/achievement.ppt


�	資料來源：http://solidmodel.me.ntu.edu.tw/homepage_lab/second_section/research_consequence/PDM/PDM.htm


�	資料來源：http://www.cmgt.ntut.edu.tw:2000/cmicenter/content/3-2.htm


�	資料來源：http://solidmodel.me.ntu.edu.tw/homepage_lab/second_section/research_consequence/PDM/PDM�.htm


�	參考惠普科技提出的上下游合作模式。
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